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I NTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 

 
RADIO FREQUENCY (RF)  BULK ACOUSTIC WAVE (BAW)   

FILTERS OF ASSESSED QUALITY –  
 

Part 1 :  Generic specification  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E l ectrotechn ical  Commissi on  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ izati on  for s tandard i zati on  compri s i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC  National  Commi ttees) .  The  ob ject  of I EC  i s  to  promote  
i n ternati onal  co-operati on  on  a l l  q uesti ons  concern ing  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es ,  I EC  publ i shes  I n ternati onal  S tandards,  Techn ica l  Speci fi cati ons,  
Techn ica l  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cati on (s)” ).  The i r preparati on  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  Nati onal  Commi ttee  i n terested  
i n  the  sub ject deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternati onal ,  g overnmen tal  and  non -
governmen ta l  organ izati ons  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC  col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ izati on  for Standard izati on  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i ti ons  determ ined  by 
ag reement between  the  two  organ izati ons.  

2 )  The  formal  deci s ions  or ag reemen ts  of I EC  on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  poss ib l e ,  an  i n ternati onal  
consensus  of op i n i on  on  the  re l evan t  subjects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  represen tati on  from  a l l  
i n terested  I EC  Nati onal  Commi ttees.   

3 )  I EC  Publ i cati ons  have  the  form  of recommendati ons  for i n ternati ona l  u se  and  are  accepted  by I EC  Nati onal  
Commi ttees  i n  that  sense.  Wh i l e  a l l  reasonabl e  efforts  are  made  to  ensu re  that  the  techn ica l  con ten t  of I EC  
Publ i cati ons  i s  accu rate,  I EC  cannot be  hel d  responsib l e  for the  way i n  wh i ch  they are  used  or for any 
m is in terpretati on  by any end  u ser.  

4 )  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC  Nati onal  Commi ttees  undertake  to  appl y I EC  Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t possi b l e  i n  thei r nati onal  and  reg ional  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC  Publ i cati on  and  the  correspond i ng  nati onal  or reg ional  pub l i cati on  shal l  be  cl earl y i nd i cated  i n  
the  l a tter.  

5)  I EC  i tse l f does  not  provi de  any attestati on  of con form i ty.  I ndependen t  certi fi cati on  bod ies  provi de  con form i ty 
assessmen t  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC  marks  of conform i ty.  I EC  i s  not  responsibl e  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependen t  certi fi cati on  bod i es .  

6 )  Al l  u sers  shou l d  ensu re  that  they have  the  l atest ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  N o  l i abi l i ty shal l  a ttach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servan ts  or agen ts  i ncl ud i ng  i nd i vi dual  experts  and  
members  of i ts  techn i cal  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any persona l  i n j u ry,  property d amage  or 
o ther damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cati on ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC  Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cati ons.   

8)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  Normati ve  references  ci ted  i n  th i s  publ i cati on .  U se  of the  referenced  publ i cati ons  i s  
i nd i spensabl e  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cati on .  

9)  Atten ti on  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that some  of the  e l emen ts  of th i s  I EC  Publ i cati on  may be  the  sub ject  of 
paten t ri gh ts .  I EC  shal l  n ot  be  he l d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t  ri gh ts .  

I n ternational  Standard  IEC  62575-1  has  been  prepared  by I EC techn ical  commi ttee  49:  
Piezoelectric,  d ie lectric and  e lectrostatic devices  and  associated  materials  for frequency 
con trol ,  selection  and  detection .  

The  text of th is  standard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

49/1 1 63/FDIS  49/1 1 69/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voting  for the  approval  of th is  standard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  i nd icated  i n  the  above  table.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  ISO/IEC Di rectives,  Part 2 .  
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A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  62575,  publ i shed  under the  general  ti tle  Radio frequency (RF)  
bulk acoustic wave (BAW)  filters of assessed quality,  can  be  found  on  the  I EC  websi te.  

The  commi ttee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  ind icated  on  the  I EC  web  s i te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  
related  to  the  speci fic publ ication .  At th is  date,  the  publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  logo on  the  cover page of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understanding  of i ts  contents.  Users  should  therefore print th is  document using  a  
colour printer.  
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I NTRODUCTION  

RF BAW fi l ters  are  now widely used  i n  mobi le  communications.  Wh i le  the  RF  BAW fi l ters  have  
various  speci fications,  many of them  can  be  classi fied  wi th in  a  few fundamental  categories.  

Standard  speci fications,  g iven  i n  the  I EC  62575  series,  and  national  speci fications  or detai l  
speci fications  i ssued  by manufacturers,  define  the  avai lable  combinations  of nominal  
frequency pass  bandwid th ,  ripple,  shape  factor,  terminating  impedance,  etc.  These  
speci fications  are  compi led  to  i nclude  a  wide  range  of RF  BAW fi l ters  wi th  standard ized  
performances.  I t  cannot be  over-emphasized  that the  user shou ld ,  wherever possible,  select 
h is  RF  BAW fi l ters  from  these  speci fi cations,  when  avai lable,  even  i f i t  may l ead  to  making  
smal l  mod i fications  to  h is  ci rcu i t  to  enable  standard  fi l ters  to  be  used .  Th is  appl ies  particu larl y 
to  the  selection  of the  nominal  frequency.  

Th is  standard  has  been  compi led  in  response  to  a  general l y expressed  desi re  on  the  part of 
both  users  and  manufacturers  for gu idance  on  the  use  of RF  BAW fi l ters,  so  that the  fi l ters  
may be  used  to  thei r best advantage.  To  th is  end ,  general  and  fundamental  characteristics  
have  been  expla ined  i n  th is  part  of I EC  62575.  

I t  i s  not the  a im  of th is  standard  to  expla in  theory,  nor to  attempt to  cover a l l  the  even tual i ties  
wh ich  may arise  i n  practical  ci rcumstances.  Th is  standard  d raws  atten tion  to  some  of the  
more  fundamental  questions,  wh ich  shou ld  be  considered  by the  user before  he  p laces  an  
order for an  RF  BAW fi l ter for a  new appl ication .  Such  a  procedure  wi l l  be  the  user's  
i nsurance  against unsatisfactory performance.  
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RADIO FREQUENCY (RF)  BULK ACOUSTIC WAVE (BAW)   
FILTERS OF ASSESSED QUALITY –  

 
Part 1 :  Generic specification  

 
 
 

1  Scope 

Th is  part of I EC  62575  speci fies  the  methods  of test and  general  requ i rements  for RF  BAW 
fi l ters  of assessed  qual i ty us ing  e i ther capabi l i ty approval  or qual i fication  approval  procedures.  
Conventional  crystal  fi l ters  standard ized  i n  the  I EC  60368  series  are  not covered  by th is  
standard .  

2  Normative references  

The  fol lowing  documents,  i n  whole  or i n  part,  are  normatively referenced  in  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl ies.  For 
undated  references,  the  l atest ed i tion  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl ies.  

I EC  60027  (a l l  parts),  Letter symbols to be  used in  electrical technology 

I EC  60050-561 ,  International Electrotechnical Vocabulary (IEV)  – Part 561 : Piezoelectric,  
dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control,  selection 
and detection  (avai lable  at h ttp:www.electroped ia. org)  

I EC  60068-1 : 201 3,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance 

I EC  60068-2-1 ,  Environmental testing – Part 2-1 : Tests – Test A:  Cold 

I EC  60068-2-2,  Environmental testing – Part 2-2:  Tests – Test B: Dry heat 

I EC  60068-2-6,  Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)  

I EC  60068-2-7,  Basic environmental testing procedures – Part 2-7: Tests – Test Ga and 
guidance: Acceleration,  steady state   

I EC  60068-2-1 3,  Basic environmental testing procedures – Part 2-13: Tests – Test M: Low air 
pressure 

I EC  60068-2-1 4,  Environmental testing – Part 2-14: Tests – Test N: Change of temperature 

I EC  60068-2-1 7: 1 994,  Basic environment test procedures – Part 2-17:Tests –Test Q: Sealing  

I EC  60068-2-21 ,  Environmental testing – Part 2-21 : Tests – Test U: Robustness of 
terminations and integral mounting devices  

I EC  60068-2-27,  Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock 

I EC  60068-2-30,  Environmental testing – Part 2-30: Tests – Test Db and guidance: Damp 
heat,  cyclic (12 h  +  1 2 h  cycle)  
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I EC  60068-2-31 ,  Environmental testing – Part 2-31 : Tests – Test Ec: Rough handling shocks,  
primarily for equipment-type specimens 

I EC  60068-2-45,  Basic environmental testing procedures – Part 2-45: Tests – Test XA  and 
guidance: Immersion in  cleaning solvents 

I EC  60068-2-52,  Environmental testing – Part 2-52: Tests – Test Kb: Salt mist,  cyclic (sodium 
chloride solution)  

I EC  60068-2-58,  Environmental testing – Part 2-58: Tests – Test Td: Test methods for 
solderabilitly,  resistance to dissolution of metallization and to soldering heat of surface 
mounting devices (SMD)  

I EC  60068-2-64,  Environmental testing – Part 2-64: Tests – Test Fh: Vibration,  broadband 
random and guidance 

I EC  60068-2-78,  Environmental testing – Part 2-78: Tests – Test Cab: Damp heat,  steady 
state 

I EC  601 22-1 ,  Quartz crystal units of assessed quality – Part 1 :  Generic specification   

I EC  6061 7,  Graphical symbols for diagrams (avai l able  at  h ttp: //std . iec.ch /iec6061 7)  

I EC  60642,  Piezoelectric ceramic resonators and resonator units for frequency control and 
selection – Chapter I:  Standard values and conditions – Chapter II:  Measuring and test 
conditions 

I EC  60749-28 1 ,  Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 28: 
Electrostatic Discharge (ESD)  Sensitivity Testing Direct contact charged device model (DC-
CDM)  

I EC  60695-1 1 -5,  Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test method – 
Apparatus,  confirmatory test arrangement and guidance 

I EC  61 340-3-1 ,  Electrostatics – Part 3-1 : Methods for simulation of electrostatic effects –
Human body model (HBM)  electrostatic discharge test waveforms 

I EC  61 340-3-2,  Electrostatics – Part 3-2: Methods for simulation of electrostatic effects – 
Machine model (MM)  electrostatic discharge test waveforms 

I SO  80000-1 ,  Quantities and units – Part 1 :  General 

3  Terms,  defin i tions,  un i ts  and  symbols  

3.1  Terms  and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fol lowing  terms  and  defin i tions  apply.  

3.1 .1   
bu lk acoustic  wave 
BAW 
acoustic wave,  propagating  between  the  top  and  bottom  surface  of a  p iezoelectric structure  
and  then  traversing  the  en ti re  th ickness  of the  p iezoelectric bu lk 

_______________ 

1   To  be  publ i shed .  
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Note  1  to  en try:  The  wave  i s  exci ted  by meta l  e l ectrodes  a ttached  to  both  s i des  of the  p i ezoel ectri c  l ayer.  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 3  – mod i fied ,  mod i fication  of the  en ti re  defin i tion  and  
add i tion  of a  note  to  en try]  

3.1 .2   
bu lk acoustic  wave  fi l ter  
BAW fi l ter 
fi l ter characterised  by a  bu lk acoustic wave  wh ich  i s  usual l y generated  by a  pai r of e lectrodes  
and  propagates  a long  a  th in  fi lm  th ickness  d i rection   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 4 ]  

3.1 .3   
fi lm  bu lk acoustic  resonator 
FBAR 
th in  fi lm  BAW resonator consisti ng  of a  p iezoelectric l ayer sandwiched  between  two  e lectrode  
l ayers  wi th  stress-free  top  and  bottom  surface  supported  mechan ical ly at the  edge  on  a  
substrate  wi th  cavi ty structure  as  shown  in  F igure  1  or membrane  structure  as  an  example   

Note  1  to  en try:   Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 5,  mod i fied ]  

 

Figure  1 a)  –  Back-side  etched  

 

Figure  1 b)  – Front-s ide  etched  

Figure  1  – FBAR configuration  

3. 1 .4  
sol id ly mounted  resonator 
SMR 
BAW resonator,  supporting  the  electrode/piezoelectric l ayer/electrode  structure  by a  
sequence  of add i tional  th in  fi lms  of a l ternately l ow and  h igh  acoustic impedance Za  wi th  
quarter wavelength  l ayer,  and  these  l ayers  act as  acoustic reflectors  and  decouple  the  
resonator acoustical l y from  the  substrate  as  shown  in  F igure  2  as  an  example   

Note  1  to  en try:   Th i s  note  appl i es  to  the  French  l anguage  on l y.  

 

h
 Piezoel ectri c  materi a l  

Upper e l ectrode  

Supporti ng  
substrate  

Lower e l ectrode  

Supporti ng  
l ayer  

IEC  

 

h
 

Piezoel ectri c  materia l  
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Ai r gap  
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[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 6 ,  mod i fied ]  

 

 

Figure  2  – SMR configuration  

3. 1 .5   
response  characteristics  
frequency response  of BAW fi l ters   

SEE:  F igure  3 .   

3.1 .6   
cut-off frequency  

frequency of the  pass-band  at wh ich  the  re lati ve  attenuation  reaches  a  speci fied  value    

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 4 ]  

3.1 .7   
input impedance 
impedance  presented  by the  fi l ter to  the  s ignal  source  when  the  ou tpu t i s  terminated  by a  
speci fied  l oad  impedance   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 22 ,  mod i fied  – "duplexer"  has  been  replaced  by "fi l ter" . ]  

3.1 .8   
input level  
power,  vol tage  or current value  appl ied  to  the  i npu t terminal  pai r of a  fi l ter  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 9,  mod i fied  – " i npu t port of a  duplexer"  has  been  
replaced  by " i npu t terminal  pai r of a  fi l ter" ]  

3.1 .9   
i nsertion  attenuation  
l ogari thmic ratio  of the  power del ivered  d i rectl y to  the  l oad  impedance  before  i nsertion  of the  
fi l ter to  the  power del i vered  to  the  l oad  impedance  after i nsertion  of the  fi l ter  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 2– "duplexer"  has  been  replaced  by "fi l ter" ]  

  

 

h
 Piezoel ectri c  materi a l  

Upper e l ectrode  
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3.1 .1 0   
i n ter-modulation  
unnecessary ampl i tude  modu lation  of s ignals  con tain ing  some  d i fferent frequencies  i n  a  fi l ter 
wi th  non l i neari ties    

3.1 .1 1   
maximum insertion  attenuation  
maximum  value  of i nsertion  attenuation  i n  the  pass  band   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .9]  

3.1 . 1 2   
min imum insertion  attenuation  
min imum  value  of i nsertion  attenuation  i n  the  pass  band   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .8]  

3.1 .1 3   
nominal  i nsertion  attenuation  
i nsertion  attenuation  at  a  speci fied  reference  frequency  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 3]  

3.1 .1 4  
nominal  level  
power,  vol tage  or current value  at wh ich  the  performance  measurement i s  speci fied   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 21 ]  

3.1 .1 5   
operable  temperature  range 
range  of temperatures,  over wh ich  the  BAW fi l ter shal l  continue  to  provide  i ts  speci fied  
response  characteristics,  though  not necessari l y wi th in  the  speci fied  tolerances   

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 40,  mod i fied  – "SAW fi l ter"  has  been  replaced  by "BAW 
fi l ter" . ]  

3.1 . 1 6   
operating  temperature  range 
range  of temperatures,  over wh ich  the  BAW fi l ter wi l l  function  wh i le  main tain ing  i ts  speci fied  
characteristics  wi th in  speci fied  tolerances   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 25,  mod i fied  – "SAW or BAW duplexer"  has  been  
replaced  by "BAW fi l ter" . ]  

3.1 .1 7   
output impedance 
impedance  presented  by the  fi l ter to  the  load  when  the  inpu t i s  terminated  by a  speci fied  
source  impedance   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 23,  mod i fied  – "duplexer"  has  been  replaced  by "fi l ter" . ]  

3.1 .1 8   
output level  
power,  vol tage  or current value  del i vered  to  the  load   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 20,  mod i fied  – " load  ci rcu i t"  has  been  replaced  by " load" ]  
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3.1 .1 9   
pass  band  
band  of frequencies  in  wh ich  the  relati ve  attenuation  i s  equal  to  or l ess  than  a  speci fied  value   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .5]  

3.1 .20   
pass  bandwidth  
separation  of frequencies  between  wh ich  the  re lati ve  attenuation  i s  equal  to  or l ess  than  a  
speci fied  value   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .6]  

3.1 .21   
pass  band  ripple  
maximum  variation  i n  attenuation  characteristics  wi th in  a  speci fied  pass  band   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .7]  

3.1 .22   
reference  frequency 
frequency defined  by the  speci fication  to  wh ich  other frequencies  may be  referred   

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 ]  

3.1 .23   
reflectivi ty 
d imension less  measure  of the  degree  of m ismatch  between  two  impedances  Za  and  Zb  ,  i . e . ,  

ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
,  

where  Za  and  Zb  represent,  respectively,  the  i npu t and  source  impedance  or the  ou tpu t and  
l oad  impedance   

Note  1  to  en try:  The  absol u te  val ue  of refl ecti vi ty i s  ca l l ed  the  refl ecti on  coeffici en t  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 7]  

3.1 .24  
relative  attenuation  
d i fference  between  the  attenuation  at a  g i ven  frequency and  the  attenuation  at  the  reference  
frequency  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 4]  

3.1 .25  
return  attenuation  
value  of the  reflection  coefficien t g iven  by the  s ign  changed  expression  i n  decibels:  

dBlog20–
ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
 

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 8]  
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3.1 .26   
shape  factor 
ratio  of the  two  bandwid ths  at speci fied  values  of re lati ve  attenuation   

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 1 8]  

3.1 .27   
stop  band  
band  of frequencies  i n  wh ich  the  relati ve  attenuation  i s  equal  to  or g reater than  a  speci fied  
value  

 [SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 0]  

3.1 .28   
stop bandwidth  
separation  of frequencies  between  wh ich  the  re lati ve  attenuation  i s  equal  to  or greater than  a  
speci fied  value    

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 1 ]  

3.1 .29   
stop  band  rejection   
min imum  relative  attenuation  at a  speci fied  stop  band    

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 2 ]  

3.1 .30   
storage temperature  range 
min imum  and  maximum  temperatures  as  measured  on  the  enclosure,  at wh ich  the  BAW fi l ter 
may be  stored  wi thou t deterioration  or damage  to  i ts  performance    

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 41 ,  mod i fied  – "SAW fi l ter"  has  been  replaced  by "BAW 
fi l ter" ]  

3.1 .31   
terminating  impedance 
impedance  presented  to  the  fi l ter by the  source  or by the  l oad     

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 24,  mod i fied  – "duplexer"  has  been  replaced  by "fi l ter" ]  

3.1 .32   
transi tion  band  
band  of frequencies  between  the  cu t-off frequency and  the  nearest poin t of the  ad jacent stop  
band    

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 6]  

3.1 .33   
vol tage  standing  wave ratio   
VSWR 
ratio  of the  votage  ampl i tude  of a  stand ing  wave  at a  maximum  to  that at  an  ad jacent 
m in imum,  i n  an  e lectrical  transmission  l i ne  

Γ
Γ

−
+

=
1

1
VSWR  
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where  Γ  i s  the  reflectivi ty   

 

Figure  3  – Frequency response of RF  BAW fi l ters  

3.2  Uni ts  and  symbols  

Un i ts,  g raph ical  symbols,  l etter symbols  and  terminology shal l ,  wherever possible,  be  taken  
from  the  fol lowing  standards:  

– I EC  60027,  

– I EC  60050-561 ,  

– I EC  6061 7,  

– I EC  60642,  

– I EC  601 22-1 ,  

– I SO  80000.  

4 Preferred  values  for ratings  and  characteristics  

4.1  General  

Values  shou ld  be  chosen  from  the  fol lowing  paragraphs  un less  otherwise  stated  in  the  detai l  
speci fication :  

4.2  Nominal  frequencies  

Table  1  shows  frequency a l location  of typical  UMTS  bands.  

 

Frequency,  GHz  

Pass-band  ri ppl e  

Speci fi ed  stop-band  

Relati ve  attenuati on  

Minimum insertion  attenuation  Nominal  insertion  attenuation  

Reference 
frequency  

Centre  Cut-off  Cut-off  

Attenuati on  

0  

Specified  pass-band  

A
tt
e
n
u
a
ti
o
n
, 
 d
B

 

IEC  
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Table  1  – Frequency al location  of typical  UMTS bands  

Band  Transmi tting  frequency  Receiving  frequency  

 (MHz)  (MHz)  

I  1  920  – 1  980  2  1 1 0  –  2  1 70  

I I  1  850  –  1  91 0  1  930  –  1  990  

I I I  1  71 0  – 1  785  1  805  –  1  880  

I V 1  71 0  – 1  755  2  1 1 0  –  2  1 55  

V 824  –  849  869  –  894  

VI I I  880  – 91 5  925  –  960  

 

4.3  Operating  temperature ranges,  in  degrees  Celsius  (°C)  

The  range  of temperature,  over wh ich  the  BAW fi l ter wi l l  main tain  i ts  speci fied  characteristics  
wi th in  speci fied  tolerances,  shal l  be  speci fied  i n  the  fol l owing :   

– 45  to  +  1 25;  

– 40  to  +  85;  

– 30  to  +  85;  

– 20  to  +  75;  

– 20  to  +  70 ;  

– 1 0  to  +  60 ;  

 0  to  +  60 .  

Other temperature  ranges  may be  used  bu t the  l owest temperature  shou ld  be  not l ower than  -
60  °C and  the  h ighest temperature  shou ld  not exceed  1 25  °C.  

4.4 C l imatic  category 

The  cl imatic category shal l  be  40/085/56  (cl imatic categories  are  g iven  i n  conformi ty wi th  
Annex A to  I EC  60068-1 : 201 3)  for ceramic enclosed  BAW fi l ters.  

For requ i rements  where  the  operating  temperature  range  of the  BAW fi l ters  i s  g reater than   
–40  °C to  +85  °C,  a  cl imatic category consisten t wi th  the  operating  temperature  range  shal l  be  
speci fied .  

The  cl imatic category shal l  be  20/085/21 (cl imatic categories  are  g iven  in  conformi ty wi th  
Annex A to  I EC  60068-1 : 201 3):  for p lastic packaged  BAW fi l ters.  

4.5  Bump severi ty 

The  test of (4  000  ±  1 0)  bumps  at 400  m/s2  peak acceleration  shal l  be  performed  i n  each  
d i rection  a long  three  mu tual l y perpend icu lar axes  (see  7 . 6. 6).  

The  pu lse  du ration  i s  6  ms  
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4.6  Vibration  severi ty 

a)  S inusoidal  

1 0  Hz to  55  Hz 

0 , 75  mm  d isplacement ampl i tude  

(peak value)  

 

55  Hz to  500  Hz or 55  Hz to  2  000  Hz 

1 00  m/s2  acceleration  ampl i tude  

(peak value)  

30  m in  i n  each  of three  

mutual ly perpend icu lar axes  

at 1  octave/min  (see  7 .5. 7)  

 or 

1 0  Hz to  55  Hz 

1 , 5  mm  d isplacement ampl i tude  

(peak value  

 

55  Hz to  2  000  Hz 

200  m/s2  acceleration  ampl i tude  

(peak value)  

 

 

30  m in  i n  each  of th ree  

mutual ly perpend icu lar axes  

at 1  octave/min(see  7 .5.7)  

 

b)  Random  

(1 9, 2  m/s2)2 /Hz between  

20  Hz and  2  000  Hz 

1 96  m/s2  acceleration  

30  m in  i n  each  of three  

mutual ly perpend icu lar axes  

at 1  octave/min(see  7 .5.7)  

 or 

(48  m/s2)2 /Hz between  

20  Hz and  2  000  Hz 

31 4  m/s2  acceleration  

30  m in  i n  each  of three  

mutual ly perpend icu lar axes  

at 1  octave/min(see  7 .5.7)  

 or 

(1 9, 2  m/s2)2 /Hz between  

20  Hz and  2  000  Hz 

62m/s2  acceleration  

 

30  m in  i n  each  of th ree  

mu tual l y perpend icu lar axes  

at  1  octave/min  (see  7 .5. 7)  

 

4.7  Shock severi ty 

The  test of 1  000  m/s2  peak acceleration  for 6  ms  duration  shal l  be  performed  three  times  in  
each  d i rection  along  three  mu tual l y perpend icu lar axes  (see  7 . 5.8)  ha l f s i ne  pu lse,  un less  
otherwise  stated  in  the  detai l  speci fication .  

4.8  Fine  leak rate  

The  maximum  leak rate  shal l  be  speci fied  i n  the  fol lowing ,  un less  otherwise  stated  i n  the  
detai l  speci fication :  

1 0–1  Pa  cm3/s  (1 0–6  bar cm3/s)  

1 0–3  Pa  cm3/s  (1 0–8  bar cm3/s)   
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5 Marking  

5.1  Fi l ter marking   

Bu lk acoustic wave  fi l ters  shal l  be  clearly and  durably marked  (see  7. 6. 1 8)  a long  wi th  i tems  a)  
to  j )  i n  the  order g iven  below i f possible.  

a)  type  designation  as  defined  in  the  detai l  speci fication ;  

b)  nominal  frequency;  

c)  year and  week of manufacture;  

d )  mark of conformi ty (un less  a  certi ficate  of conformi ty i s  used);  

e)  factory i denti fication  code;  

f)  manufacturer’s  name  or trade  mark;  

g )  terminal  i den ti fication ;  

h )  designation  of e lectrical  connections;  

i )  seria l  number;  

j )  su rface  mounted  device  classi fication .  

Where  the  avai lable  surface  area  of m in iature  BAW fi l ters  imposes  practical  l im i ts  on  the  
amount of marking ,  i nstructions  on  the  marking  to  be  appl ied  shal l  be  g iven  i n  the  detai l  
speci fication .  

5.2  Package marking  

The  primary packag ing  con tain ing  the  BAW fi l ters(s)  shal l  be  clearly marked  wi th  the  
i n formation  l i sted  i n  5 . 1 ,  except i tem  g )  and  e lectrostatic sensi ti ve  device  (ESD)  i den ti fication  
where  necessary.  

6 Qual i ty assessment procedures  

6.1  General  

Two methods  are  avai l able  for the  approval  of BAW fi l ters  of assessed  qual i ty:  capabi l i ty 
approval  and  qual i fi cation  approval .  

6.2  Primary stage  of manufacture  

The  primary stage  of manufacture  for a  BAW fi l ter i s  the  fi nal  surface  clean ing  of substrates.  

6.3  Structural ly s imi lar components  

The  grouping  of structural l y s imi lar BAW fi l ters  for the  purpose  of qual i fication  approval ,  
capabi l i ty approval  and  qual i ty conformance  i nspection  shal l  be  prescribed  i n  the  re levant 
sectional  speci fication .  

6.4 Subcontracting  

These  procedures  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty assessment system.  

However,  the  final  surface  clean ing  of the  substrate  and  a l l  subsequent processes  shal l  be  
carried  ou t by the  manufacturer to  whom  approval  has  been  g ran ted .  

6.5  Incorporated  components  

Where  the  final  component con tains  components  of a  type  covered  by a  generic speci fication  
i n  the  IEC  series,  these  shal l  be  produced  using  the  normal  I EC  re lease  procedures.  
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6.6  Manufacturer’s  approval  

To obtain  the  manufacturer’s  approval ,  the  manufacturer shal l  meet the  requ i rements  of the  
speci fied  qual i ty assessment system.   

6.7  Approval  procedures  

6.7.1  General  

To qual i fy a  BAW fi l ter,  e i ther capabi l i ty approval  or qual i fication  approval  procedures  shal l  be  
used .  These  procedures  conform  to  those  stated  i n  the  speci fied  qual i ty assessment system.  

6.7.2  Capabi l i ty approval  

Capabi l i ty approval  i s  appropriate  when  structu ral l y s im i lar BAW fi l ters  based  on  common  
design  ru les  are  fabricated  by a  group  of common  processes.  

Under capabi l i ty approval  detai l  speci fications  fal l  i n to  the  fol l owing  three  categories:  

a)  Capabi l i ty qual i fying  components  (CQCs)  

A detai l  speci fication  shal l  be  prepared  for each  CQC.  I t  shal l  i den ti fy the  purpose  of the  CQC 
and  include  a l l  re levant stress  l evels  and  test l im i ts.  

b)  Standard  catalogue  i tems  

When  a  component covered  by the  capabi l i ty approval  procedure  i s  i n tended  to  be  offered  as  
a  standard  catalogue  i tem,  a  detai l  speci fication  complying  wi th  the  b lank detai l  speci fi cation  
shal l  be  wri tten .   

c)  Custom  bu i l t  BAW fi l ters  

The  con ten t of the  detai l  speci fication  shal l  be  by agreement between  the  manufacturer and  
the  customer in  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty assessment system.  

Further i n formation  on  detai l  speci fications  i s  contained  i n  the  sectional  speci fication .  

The  product and  capabi l i ty qual i fying  components  (CQCs)  are  tested  i n  combination  and  
approval  g iven  to  a  manufacturing  faci l i ty on  the  basis  of val idated  design  ru les,  processes  
and  qual i ty con trol  procedures.  Further i n formation  i s  g iven  in  6 . 8  and  i n  the  sectional  
speci fication .  

6.7.3  Qual i fication  approval  

Qual i fication  approval  i s  appropriate  for components  manufactured  to  a  standard  design  and  
establ ished  production  process  and  conforming  to  a  publ ished  detai l  speci fication .  

The  programme of tests  defined  i n  the  detai l  speci fication  for the  appropriate  assessment and  
severi ty l evel  appl ies  d i rectl y to  the  BAW fi l ter to  be  qual i fied ,  as  prescribed  i n  6 . 9  and  the  
sectional  speci fication .  

6.8  Procedures  for capabi l i ty approval  

6.8.1  General  

The  procedures  for capabi l i ty approval  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty 
assessment system.  
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6.8.2  El ig ibi l i ty for capabi l i ty approval  

The  manufacturer shal l  comply wi th  the  requ i rements  of the  speci fied  qual i ty assessment 
system  and  the  primary stage  of manufacture  as  defined  in  6 . 2  of th is  generic speci fication .  

6.8.3  Appl ication  for capabi l i ty approval  

I n  order to  obtain  capabi l i ty approval ,  the  manufacturer shal l  apply the  ru les  of procedure  
g iven  i n  the  speci fied  qual i ty assessment system.  

6.8.4 Granting  of capabi l i ty approval  

Capabi l i ty approval  shal l  be  gran ted  when  the  procedures  i n  accordance  wi th  the  speci fied  
qual i ty assessment system  have  been  successfu l l y completed .  

6.8.5  Capabi l i ty manual  

The  con tents  of the  description  of capabi l i ty manual  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  
requ i rements  of the  sectional  speci fication .  

The  capabi l i ty manual  shal l  be  treated  as  a  confiden tia l  document.  The  manufacturer may,  i f 
he/she  so  wishes,  d isclose  part or a l l  of i t  to  a  th i rd  party.  

6.9  Procedures  for qual i fication  approval  

6.9.1  General  

The  procedures  for qual i fication  approval  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty 
assessment system.  

6.9.2  El ig ibi l i ty for qual i fication  approval  

The  manufacturer shal l  comply wi th  the  requ i rements  of the  speci fied  qual i ty assessment 
system  and  the  primary stage  of manufacture  as  defined  in  6 . 2  of th is  generic speci fication .  

6.9.3  Appl ication  for qual i fication  approval  

I n  order to  obtain  qual i fi cation  approval ,  the  manufacturer shal l  apply the  ru les  of procedure  
g iven  i n  the  speci fied  qual i ty assessment system.  

6.9.4 Granting  of qual i fication  approval  

Qual i fication  approval  shal l  be  g ran ted  when  the  procedures  in  accordance  wi th  the  speci fied  
qual i ty assessment system  have  been  successfu l l y completed .  

6.9.5  Qual i ty conformance inspection  

The  b lank detai l  speci fication  associated  wi th  the  sectional  speci fication  shal l  prescribe  the  
test schedu le  for qual i ty conformance  inspection .  

6.1 0  Test procedures  

The  test procedures  to  be  used  shal l  be  selected  from  th is  generic speci fication .  I f any  

requ i red  test i s  not i ncluded  then  i t  shal l  be  defined  in  the  detai l  speci fication .  

6.1 1  Screening  requ irements  

Where  screen ing  i s  requ i red  by the  customer for BAW fi l ters  th is  shal l  be  speci fied  in  the  

detai l  speci fication .  
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6.1 2  Rework and  repair work 

6. 1 2.1  Rework 

Rework i s  the  recti fication  of processing  errors  and  shal l  not be  carried  ou t.  

6.1 2.2  Repair work 

Repai r work i s  the  correction  of defects  i n  a  component after re lease  to  the  customer.  

Components  that have  been  repai red  can  no  l onger be  considered  as  representative  of the  

manufacturer's  production  and  may not be  released  under the  speci fied  qual i ty assessment 
system.  

6.1 3  Certi fied  records  of released  lots  

When  certi fied  records  of re leased  l ots  (CRRL)  are  prescribed  i n  the  sectional  speci fication  

for qual i fi cation  approval  and  are  requested  by the  customer,  the  resu l ts  of the  speci fied  tests  

shal l  be  summarized .  

6.1 4 Val id i ty of release  

BAW fi l ters  held  for a  period  exceed ing  two  years  fol lowing  acceptance  inspection  shal l  be  re-
inspected  for the  e lectrical  tests  detai led  i n  7 . 5  prior to  re lease.  

6.1 5  Release  for del ivery 

BAW fi l ters  shal l  be  re leased  i n  accordance  wi th  the  speci fied  qual i ty assessment system.  

6.1 6  Unchecked  parameters  

Only those  parameters  of a  component wh ich  have  been  speci fied  in  a  detai l  speci fication  and  

which  were  subject to  testing ,  can  be  assumed  to  be  wi th in  the  speci fied  l im i ts.  I t  shou ld  not  

be  assumed  that any parameter not speci fied  wi l l  remain  unchanged  from  one  component to  
another.  Shou ld  i t  be  necessary for fu rther parameters  to  be  con trol led ,  then  a  new,  more  

extensive,  detai l  speci fication  shou ld  be  used .  The  add i tional  test method(s)  shal l  be  fu l l y  

described  and  appropriate  l im i ts,  AQLs  or defects  per m i l l i on  and  inspection  levels  speci fied .  
The  test and  measurement procedures  shal l  be  carried  ou t i n  accordance  wi th  the  relevant 
detai l  speci fication .  

7  Test and  measurement procedures  

7.1  General  

The  test and  measurement procedures  shal l  be  carried  ou t i n  accordance  wi th  the  relevant 
detai l  speci fication .  

7.2  Test and  measurement conditions  

7.2 .1  Standard  condi tions  of testing   

Un less  otherwise  speci fied ,  a l l  tests  shal l  be  carried  ou t under the  standard  atmospheric 
cond i tions  for testing  as  speci fied  i n  4 . 3  of I EC  60068-1 : 201 3:  

Temperature  1 5  °C  to  35  °C  

Relati ve  humid i ty 45  %  to  75  %  
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Ai r pressure  86  kPa  to  1 06  kPa  

 (860  mbar to  1  060  mbar)  

I n  case  of d ispu te,  the  reference  cond i tions  are:  

Temperature  25  °C  ±  1  °C  

Relati ve  humid i ty 48  %  to  52  %  

Ai r pressure  86  kPa  to  1 06  kPa  

 (860  mbar to  1  060  mbar)  

Before  measurements  are  made,  the  RF  BAW fi l ter shal l  be  stored  at the  measuring  
temperature  for a  time  su fficien t to  a l l ow the  RF  BAW fi l ter to  reach  thermal  equ i l ibrium.  
Control led  recovery cond i tions  and  standard  cond i tions  for assisted  d rying  are  g iven  i n  4 . 4 . 2  
and  4 . 4  of I EC  60068-1 : 201 3.  

The  ambien t temperature  during  the  measurements  shal l  be  recorded  and  stated  i n  the  test 
report.  

7.2.2  Precision  of measurement  

The  l im i ts  g iven  in  detai l  speci fications  are  true  values.  Measurement i naccuracies  shal l  be  
taken  i n to  account when  evaluating  the  resu l ts.  Precautions  shal l  be  taken  to  reduce  
measurement errors  to  a  m in imum.  

7.2.3  Precautions  

7.2 .3. 1  Measurements  

The  measurement ci rcu i ts  shown  for speci fied  e lectrical  tests  are  the  preferred  ci rcu i ts.  Due  

al lowance  shal l  be  made  for any l oad ing  effects  i n  the  cases  where  the  measuring  apparatus  

mod i fies  the  characteristi cs  being  examined .  

7.2.3.2  Electrostatic  sensitive  devices  

Where  the  component i s  i den ti fi ed  as  e lectrostatic sensi ti ve,  precau tions  shal l  be  taken  to  
prevent damage  from  static charge  before,  during  and  after test (see  I EC  61 000-4-2).  

7.2.4 Al ternative  test methods  

Measurements  shal l  preferably be  carried  ou t us ing  the  methods  speci fied .  Any other method  

g iving  equ ivalen t resu l ts  may be  used  except i n  case  of d ispute.  

NOTE  By “equ iva len t”  i s  mean t  that the  va l ue  of the  characteri sti c  establ i shed  by such  other method  fa l l s  wi th i n  

the  speci fi ed  l im i ts  when  measured  by the  speci fi ed  method .  

7.3  Visual  inspection  

7.3.1  General  

Un less  otherwise  speci fied ,  external  visual  examination  shal l  be  performed  under normal  

factory l i gh ting  and  visual  cond i tions.  

7.3.2  Visual  test A 

The  BAW fi l ter shal l  be  vi sual ly examined  to  ensure  that the  cond i tion ,  workmansh ip  and  
fi n ish  are  sati sfactory.  The  marking  shal l  be  l eg ib le.  
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7.3.3  Visual  test B  

The  BAW fi l ter shal l  be  visual l y examined  under 1 0  ×  magn i fication .  There  shal l  be  no  cracks  
i n  the  g lass  or damage  to  the  terminations.  M inu te  flaking  around  the  further edge  of a  
men iscus  shal l  not be  considered  a  crack.  

7.3.4 Visual  test C  

The  BAW fi l ter shal l  be  vi sual ly examined .  There  shal l  be  no  corrosion  or other deterioration  
l i kely to  impair satisfactory operation .  The  marking  shal l  be  l eg ible.  

7.4 Dimensions  and  gauging  procedures  

7.4.1  Dimensions  test A 

The  d imensions,  spacing  and  a l i gnment of the  terminations  shal l  be  checked  and  shal l  comply 
wi th  the  speci fied  values.  

7.4.2  Dimensions  test  B  

The  d imensions  shal l  be  measured  and  shal l  comply wi th  the  speci fied  values.  

7.5 Electrical  test procedures  

7.5.1  General  

The  s implest and  most popu lar method  of testing  RF  BAW fi l ters  i s  to  use  a  network analyser 
or vector vol tmeter.  The  system  impedance  of such  equ ipment i s  usual ly 50  Ω  and ,  therefore,  
the  termination  cond i tion  between  the  fi l ter and  the  equ ipment has  to  be  considered .  

7.5.2  Insertion  attenuation  measurement 

7.5.2 .1  Principle  of measurement 

The  i nsertion  attenuation  i s  obtained  as  a  ratio  of the  s ignal  l evel  measured  when  the  s ignal  i s  
fed  through  a  straigh t l i ne  to  that when  i t  i s  fed  th rough  the  fi l ter.  

7.5.2.2  Measurement circu i t 

The  measurement set-up  i s  shown  in  F igure  4 .  An  RF  s ignal  from  the  RF  ou tpu t Port 1  of a  
network analyser i s  d i rectly fed  to  Port 2  th rough  a  test fi xtu re,  and  a  vector ratio  of B/R i s  
measured  for i nsertion  attenuation .  Al l  of those  connections  have  to  be  made  wi th  RF  coaxia l  
cables,  the  nominal  impedance  of wh ich  shal l  be  exactly equal  to  the  system  impedance.  

7.5.2 .3  F i l ter test  fixture  

The  ou tpu t of the  test fi xtu re  shal l  be  wel l -sh ie lded  from  the  inpu t.  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  24  – I EC  62575-1 : 201 5  © I EC 201 5  

 

NOTE  R channel  i s  to  detect sou rce  power for the  reference.  A channel  i s  to  detect Port  2  power refl ected  from  

the  i npu t  of fi l ter and  B  channel  i s  to  detect Port  2  power transmi tted  th rough  fi l ter.  

Figure  4  – Insertion  attenuation  measurement 

7 .5.2 .4 Measurement method  

Before  connecting  the  fi l ter test fi xture,  a  cal i bration  of the  network analyser shal l  be  made  in  
order to  e l im inate  systematic error i n  the  network analyser,  cable  and  connectors.  The  fu l l  2 -
port cal ibration  techn ique  may be  the  best method  to  compensate  the  systematic errors  ( i . e .  
presenting  open-ci rcu i t impedance,  short-ci rcu i t  impedance  and  the  reference  impedance,  
normal ly 50  Ω ,  and  through  standards  at the  ends  of test cable  connectors  and  storing  the  
measured  values  for correction  of fi l ter impedance  measurement) .  After cal ibration ,  connect 
the  fi l ter test fi xture.  The  attenuation  to  the  reference  l evel  i s  the  i nsertion  attenuation .  

7.5.2.5  Calcu lation  of total  power loss  

The  tota l  power l oss  of the  fi l ter coincides  wi th  the  insertion  attenuation ,  when  the  speci fied  
terminating  impedances  are  equal  to  each  other.  I f the  impedances  are  not equal ,  the  tota l  
power l oss  can  be  calcu lated  as:  
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ZL   i s  the  ou tpu t terminating  impedance  at the  primary port of the  ou tpu t impedance 
transformer.  

When  cal ibration  i s  made  at the  ends  of the  test fi xture  at  wh ich  the  fi l ter under test i s  p laced  
using  i n-fixtu re  cal ibration  standards,  the  i nsertion  attenuation  can  be  measured  d i rectl y,  not 
using  stra igh t-through  l i ne.  

The  in -fi xture  cal ibration  standards  value  shou ld  be  wel l -known  or accurately characterised .  

7.5.3  Return  attenuation  measurement 

7 .5.3.1  Principle  of measurement 

I t  i s  importan t to  know the  impedance  of a  fi l ter i n  order to  carry ou t practical  i nsta l lation  
correctl y.  The  impedance  (real  and  imag inary parts)  of the  fi l ter,  the  other end  of wh ich  i s  
terminated  by a  speci fied  terminating  impedance,  may be  measured  wi th  ei ther a  conventional  
impedance  bridge  or a  vector impedance  analyser.  The  return  attenuation  can  then  be  
calcu lated  from  the  impedance  of the  fi l ter.  On  the  other hand ,  a  network analyser can  a lso  be  
used  for measuring  the  magn i tude  and  the  phase  of the  return  s ignal ,  as  a  vector ratio  of A/R,  
reflected  at the  end  of the  fi l ter.  The  impedance  can  be  calcu lated  from  the  measured  resu l ts.  

7.5.3.2  Measurement ci rcu i t 

The  measurement ci rcu i t  i s  shown  i n  F igure  5  below.  

 

NOTE   Other measuremen t equ i pmen t can  be  u sed  i nstead  of the  network anal yser.  Some  of these  types  of 
equ i pmen t offer the  measured  resu l ts  i n  a  Sm i th  chart  d i sp lay.  The  impedance  and  retu rn  attenuation  can  be  read  
d i rectl y.  

Figure  5  – Return  attenuation  measurement 

The  d istance  between  the  test port and  the  fi l ter under test shou ld  be  as  short as  possib le  to  
ensure  accurate  measurement.  I t  i s  preferred  that the  l eng th  of the  reference  s ignal  cable  be  
ad justed  to  keep  the  retu rned  s ignal  phase  at zero  degrees  i ndependent of the  measuring  
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frequency when  d isconnecting  the  fi l ter from  the  test fi xture.  The  nominal  impedance  of the  
cable  shou ld  be  exactly equal  to  the  equ ipment system  impedance.  

7.5.3.3  Fi l ter test  fixture  

The  test fi xtu re  shal l  have  a  connector to  connect the  fi l ter to  and  d isconnect the  fi l ter from  
the  connector of test cable.  The  l ength  of wi ring  between  the  test fi xture  connector and  the  
fi l ter shal l  be  as  short as  possib le.  Reference  i s  establ i shed  by performing  the  cal ibration  at 
one  port ( i . e .  presenting  open-ci rcu i t  impedance,  short-ci rcu i t  impedance  and  reference  
impedance,  normal ly 50  Ω  a t  the  end  of test cable  connector and  storing  the  measured  values  
for correction  of fi l ter impedance  measurement) .  

7.5.3.4 Measurement method  

Disconnect the  test fi xture  from  the  connector of the  test cable,  and  then  the  cal ibration  shal l  
be  performed  at one  port at the  end  of the  connector.  The  read ings  of the  magn i tude  and  
phase  of the  network analyser are  normal ised  to  be  the  reference  level  and  the  phase.  When  
the  cal ibration  i s  performed  properly,  the  read ing  of the  phase  can  be  kept at zero  degrees  
i ndependent of the  frequency.  The  re lati ve  attenuation  and  phase  sh i ft  to  the  reference  level  
and  phase  are  the  return  attenuation  for the  system  impedance  of the  network analyser.  

7.5.3.5  Relation  between  fi l ter impedance  and  return  attenuation  

Reflectivi ty at the  fi xture  connector i s  represented  by the  fol lowing  equation :  

( )ϕγγ ϕexp=  

where  

γ   i s  the  reflectivi ty and  | γ|  i s  i ts  absolu te  value,  i . e .  reflection  coefficien t,  and  

φ   i s  the  reflective  phase  sh i ft  i n  rad ians.  

The  impedance  of the  fi l ter can  be  calcu lated  from  the  fol lowing  formu la:  

γ
γ

−
+

=
1

1
0ZZ  

where  

Z   i s  the  impedance  of the  fi l ter,  and  

Z0   i s  the  system  impedance  of the  test equ ipment.  

When  the  measurements  are  made  wi th  a  conventional  impedance bridge,  the  return  
attenuation  (RA )  for the  speci fied  terminating  impedance  can  a lso  be  calcu lated  from  the  fi l ter 
impedance  Zt  as  fol lows:  

t

tlog20–
ZZ

ZZ
RA

+

−
=  

where   

RA   i s  the  return  attenuation  expressed  in  decibels;  

Zt   i s  the  speci fied  terminating  impedance.  
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I n  th is  case,  the  vol tage  stand ing  wave  ratio  (VSWR)  can  be  calcu lated  from  the  return  
attenuation ,  as  fol lows:  

Γ
Γ

−

+
=
1

1
VSWR     










=

−
2010

RA

Γ  

where  Γ  i s  the  reflectivi ty for the  speci fied  terminating  impedance  Zt.  

7.5.4 In termodulation  d istortion  measurement 

7.5.4.1  Principle  of measurement 

When  the  two  tone  RF  s ignals,  being  fed  to  fi l ters,  i n termodu lation  d istortion  may be  
generated  due  to  non-l ineari ty of a  BAW fi l ter.  

Usual l y the  power levels  of the  2nd  and  3rd  order i n termodu lation  d istortions  are  importan t to  
be  tested ,  such  as  commun ication  i n  use,  and  observed  by spectrum  analyser.  

NOTE  The  2nd  order i n termodu l ati on  d i s torti on  appears  at  frequencies  f1  − f0  and  f1  +  f0 ,  and  the  3rd  order 
i n termodu l ati on  d i storti on  appears  at  frequencies  2f1  − f0  and  2f0  − f1  where  the  two  tone  frequencies  fed  i n to  the  
fi l ter are  set  to  f0  and  f1 .  

7.5.4.2  Measurement ci rcu i t 

The  measurement set-up  i s  shown  in  F igure  6 .  Two  tone  RF  s ignals  are  fed  through  a  power 
combiner i n to  the  fi l ter test fi xture.  An  attenuator or ampl i fier may be  used  between  the  power 
combiner and  the  test fi xture  to  ad just the  power l evel  fed  i n to  the  fi l ter under test.  The  ou tpu t  
s ignal  from  the  test fi xture  i s  fed  i n to  the  spectrum  analyser.  

7.5.4.3  F i l ter test  fixture  

The  test fi xtu re  prescribed  i n  7 . 5. 2 . 3  shal l  be  used .  

7.5.4.4 Measurement method  

The  two  tone  RF  s ignals  shal l  be  set at speci fied  frequencies  such  as  channel  spacing  
frequencies  of various  wi reless  commun ication  standards.  The  s ignal  l evels  shal l  be  stated  in  
the  relevant detai l  speci fication .  The  level  of i n termodu lation  s ignal  i s  observed  by the  
spectrum  analyser.   
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Figure  6  – In termodulation  d istortion  measurement 

I n  order to  avoid  cross  modu lation  between  RF  s ignal  generators  i t  i s  advisable  to  use  
d i rectional  couplers  or i solators  between  each  of the  RF  s ignal  generators  and  the  power 
combiners.  

7.5.5  Measurement of insertion  attenuation  characteristics  at  specified  terminating  
impedances  and  at  standard  atmospheric  condi tions  

The  fi l ter shal l  be  i nserted  in  the  test ci rcu i t  of 7 . 5. 2 .2  wi th  the  speci fied  terminating  
impedance  g iven  i n  the  relevant detai l  speci fication .  

I nsertion  attenuation  characteristics  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  i n  the  relevant detai l  
speci fication .  

7.5.6  Measurement of insertion  attenuation  characteristics  as  a  function  of 
temperature 

The  fi l ter shal l  be  i nserted  i n  the  test ci rcu i t  of 7 . 5. 2 .2  wi th  the  speci fied  terminating  
impedance  g iven  i n  the  relevant detai l  speci fication .  

I nsertion  attenuation  characteristics  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  i n  the  relevant detai l  
speci fication .  

7.5.7  Measurement of return  attenuation  at  specified  terminating  impedance  and  at  
the  standard  atmospheric  conditions  

The  fi l ter shal l  be  i nserted  i n  the  test ci rcu i t  of 7 . 5.3 .2  wi th  the  speci fied  terminating  
impedance  g iven  i n  the  relevant detai l  speci fication .  

Return  attenuation  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  i n  the  re levant detai l  speci fication .  

7.5.8  Measurement of intermodulation  d istortion  at  standard  atmospheric  condi tions  

The  fi l ter shal l  be  i nserted  i n  the  test ci rcu i t  of 7 . 5.4 .2  wi th  the  speci fied  terminating  
impedance  g iven  i n  the  relevant detai l  speci fication .  

I n termodu lation  d istortion  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  stated  in  the  re levant detai l  speci fication .  
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7.5.9  Measurement method  for the  balanced  type  fi l ter 

Basical l y,  i nsertion  attenuation ,  return  attenuation ,  and  in termodu lation  d istortion  of the  
balanced  type  BAW fi l ter are  measured  using  the  methods  described  in  the  preced ing  
subclauses.  Note  that a  fi l ter i s  a  two-port device,  i t  i s  conven ien t for measurement to  treat a  
fi l ter having  balanced  terminals  on  both  i npu t and  ou tpu t s ides  as  a  four-port device  and  a  
fi l ter having  balanced  terminals  on  one  s ide  and  an  unbalanced  terminal  on  the  other s ide  as  
a  th ree-port device.  I t  i s  therefore  recommended  to  use  a  mu l ti -port network analyzer.  

F igure  7  shows  a  b lock d iagram  of a  four-port network analyser as  an  example  that has  
balanced  terminals  on  both  i npu t and  ou tpu t s i des.  A fu l l  fou r-port cal i bration  i s  performed  for 
the  four ports  to  measure  the  fi l ter's  s ixteen  S-parameters  (four ports  ×  4 ) ,  and  then  thei r 
characteristics  are  calcu lated .  I n  the  case  of a  th ree-port device,  wh ich  has  an  unbalanced  
terminal  on  one  s ide,  a  fu l l  th ree-port ca l ibration  i s  performed ,  wi th  the  unused  port 
terminated  wi th  a  50  Ω  l oad  as  shown  in  F igure  8.  N ine  S-parameters  (three  ports  ×  3 )  are  
measured ,  and  then  s im i lar calcu lations  are  made.  

Imbalance  i s  measured  as  the  d i fference  i n  i nsertion  attenuation  between  the  two  balanced  
terminals  as  wel l  as  the  phase  error from  the  phase  d i fference  of 1 80  degrees.  

 

Figure  7  – Four-port  network analyser measurement for  
balanced-balanced-connection  fi l ter 
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Figure  8  – Three-port network analyser measurement  
for unbalanced-balanced-connection  fi l ter 

7.5.1 0  Insu lation  resistance 

I nsu lation  resistance  shal l  be  measured  by means  of d i rect vol tage  as  speci fied  in  the  detai l  
speci fication .  Th is  vol tage  i s  appl ied  between :  

a)  the  terminations;  

b)  the  terminations  connected  together and  the  metal  portion  of the  case.  

I nsu lation  resistance  shal l  be  not l ess  than  the  value  speci fied  in  the  relevant detai l  
speci fication .  

7.5.1 1  Voltage  proof 

The  fi l ter shal l  pass  the  fol lowing  tests  wi thout evidence  of arcing ,  fl ashover,  i nsu lation  
breakdown  or damage.  

An  a l ternating  vol tage  of speci fied  value  shal l  be  appl ied  for a  period  of 5  s  between :  

a)  the  terminations;  

b)  the  terminations  connected  together and  the  metal  portion  of the  case.  

7.6  Mechan ical  and  environmental  test procedures  

7.6. 1  Robustness  of terminations  (destructive)  

7.6. 1 . 1  Peel  strength  and  thrust tests  on  terminations  

The  tests  shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ue2  (peel  strength  and  th rust)  of 
I EC  60068-2-21 .  
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7.6.1 .2  F lexibi l i ty of terminations  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ue1  (bend ing)  of I EC  60068-2-21 .  

The  detai l  speci fication  shal l  define  the  l oad ing  force  to  be  appl ied  and  the  posi tion  at wh ich  
the  bend  shal l  start.  

7.6.2  Seal ing  tests  (non-destructive)  

7 .6.2. 1  Gross  leak test 

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  the  procedure  speci fied  in  test method  1  or 2  
of Test Qc of I EC  60068-2-1 7: 1 994.  

a)  Method  1  

The  l i qu id  shal l  be  degassed  water and  the  pressure  of a i r above  the  water shal l  be  reduced  
to  8 , 5  kPa  (85  mbar)  or l ess,  and  i t  shal l  not be  necessary to  d rain  or remove  the  specimen  
from  the  water before  breaking  the  vacuum.  

b)  Method  2  

The  detai l  speci fication  shal l  define  the  temperature  at wh ich  the  l i qu id  shal l  be  main tained .  

The  immersion  time  shal l  be  30  s ,  un less  otherwise  speci fied  in  the  re levant detai l  
speci fication .  

During  the  test there  shal l  be  no  evidence  of l eakage  of gas  or a i r from  the  i nside  of the  RF 
BAW fi l ter.  The  continuous  formation  of bubbles  shal l  be  evidence  of l eakage.  

After the  test,  there  shal l  be  no  vis ib le  damage  to  the  fi l ter.  

7.6.2 .2  F ine  leak test 

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  6 . 4 ,  test Method  1  of Test Qk of  
I EC  60068-2-1 7: 1 994.  

Un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  speci fication ,  the  pressure  i n  the  pressure  vessel  shal l  
be  200  kPa  (2  bar) .  However,  care  shou ld  be  taken  to  ensure  that the  pressure  chosen  does  
not cause  mechan ical  damage  to  the  device  under test.  

The  maximum  l eak rate  shal l  not exceed  the  value  stated  i n  6 . 6  of I EC  60068-2-1 7: 1 994,  
un less  otherwise  stated  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.3  Soldering  (solderabi l i ty and  resistance to  soldering  heat)  (destructive)  

7 .6.3.1  Solderabi l i ty 

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Td  of I EC  60068-2-58.  The  terminations  
shal l  be  examined  for good  wetting .  

7.6.3.2  Resistance  to  soldering  heat 

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Td  of I EC  60068-2-58.   

7.6.4 Rapid  change  of temperature:  severe  shock by l iqu id  immersion  (non-
destructive)   

The  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Nc of I EC  60068-2-1 4.  The  fi l ters  shal l  be  
subjected  to  one  cycle  i n  a  downward  d i rection  from  (98  ±  3 )  °C  for 1 5  s  to  (1  ±  1 )  °C  for 5  s .  
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7.6.5  Rapid  change  of temperature  with  prescribed  time  of transi tion  (non-
destructive)   

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Na  of I EC  60068-2-1 4.  

The  low and  h igh  test chamber temperatures  shal l  be  the  extreme temperatures  of the  
operating  range  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

The  RF BAW  fi l ter shal l  be  main tained  at each  extreme  of temperature  for 30  m in ,  un less  
otherwise  speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  

The  RF BAW  fi l ter shal l  be  subjected  to  fi ve  complete  thermal  cycles  and  then  exposed  to  
standard  atmospheric cond i tions  for recovery for not l ess  than  2  h .  

7.6.6  Bump (destructive)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ea  of I EC  60068-2-27.  

The  RF  BAW fi l ter shal l  be  mounted  or clamped  as  requ i red  by the  detai l  speci fication .  The  
three  mu tual l y perpend icu lar axes  in  wh ich  the  bump is  to  be  appl ied  shal l  i nclude:  

– an  axis  paral l e l  to  the  terminations;  

– an  axis  paral l e l  to  the  base  of the  RF  BAW fi l ter.  

The  degree  of severi ty shal l  be  as  prescribed  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.7  Vibration  (destructive)  

7.6.7.1  Vibration  (sinusoidal )  (RF  BAW fi l ter not operating)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Fc of I EC  60068-2-6.  

The  RF BAW  fi l ter shal l  be  mounted  or clamped  as  requ i red  by the  detai l  speci fication .  The  
three  mu tual l y perpend icu lar axes  in  wh ich  the  acceleration  i s  to  be  appl ied  shal l  i nclude:  

– an  axis  paral l el  to  the  terminations;  

– an  axis  paral le l  to  the  base  of the  RF BAW  fi l ter.  

The  degree  of the  severi ty shal l  be  stated  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.7.2  Vibration  (sinusoidal )  (RF  BAW  fi l ter operating)  

The  test shal l  be  as  described  i n  7 . 6.7 . 1 ,  except that during  the  test the  fi l ter shal l  be  
energ ised  and  e lectrical  tests,  as  defined  i n  the  detai l  speci fication ,  shal l  be  performed .  

The  degree  of severi ty shal l  be  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

7.6.7.3  Random vibration  (RF  BAW  fi l ter not operating)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Fh  of I EC  60068-2-64.  

The  RF  BAW fi l ter shal l  be  mounted  or clamped  as  requ i red  by the  detai l  speci fication .  The  
three  mu tual l y perpend icu lar axes  in  wh ich  the  acceleration  i s  to  be  appl ied  shal l  i nclude:  

– an  axis  paral l e l  to  the  terminations;  

– an  axis  paral l e l  to  the  base  of the  RF BAW  fi l ter.  

The  detai l  speci fication  shal l  state  the  acceleration  spectral  densi ty (ASD),  the  frequency 
range  and  the  duration .  
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7.6.7.4 Random vibration  (RF  BAW  fi l ter operating)  

The  test shal l  be  as  described  i n  7 . 6.7 . 3,  except that during  the  test the  fi l ter shal l  be  
energ ised  and  e lectrical  tests,  as  defined  i n  the  detai l  speci fication ,  shal l  be  performed .  

7.6.8  Shock (destructive)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ea  of I EC  60068-2-27.  

The  RF  BAW fi l ter shal l  be  mounted  or clamped  as  requ i red  by the  detai l  speci fication .  The  
three  mu tual l y perpend icu lar axes  in  wh ich  the  shock i s  to  be  appl ied  shal l  i nclude:  

– an  axis  paral le l  to  the  terminations;  

– an  axis  paral le l  to  the  base  of the  RF BAW  fi l ter.  

The  degree  of severi ty shal l  be  as  stated  in  4 . 7 ,  un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  
speci fication .  

7.6.9  Free  fal l  (destructive)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Procedure  1  of Test Ec of I EC  60068-2-31 .  

The  RF  BAW fi l ter shal l  be  suspended  by i ts  terminations  at a  heigh t of 1  000  mm  ±  5  mm  and  
d ropped  on to  a  base,  the  materia l  of wh ich  shal l  be  defined  i n  the  detai l  speci fication .  The  
number of fal l s  shal l  be  two,  un less  otherwise  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

7.6.1 0  Acceleration ,  steady state  (non-destructive)  

7.6.1 0. 1  Acceleration ,  steady state  (fi l ter not operating)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Ga  of I EC  60068-2-7.  

The  BAW fi l ter shal l  be  mounted  or clamped  as  requ i red  by the  detai l  speci fication .  The  
procedure  and  severi ty shal l  be  as  stated  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.1 0.2  Acceleration ,  steady state  (fi l ter operating)  

The  test shal l  be  as  described  i n  7 . 6 . 1 0. 1 ,  except that du ring  the  test the  fi l ter shal l  be  
energ ised  and  e lectrical  tests,  as  defined  i n  the  detai l  speci fication ,  shal l  be  performed .  

The  procedure  and  severi ty shal l  be  as  stated  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.1 1  Low air pressure  (non-destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test M  of I EC  60068-2-1 3.  The  pressure  i n  
the  chamber shal l  be  reduced  to  30  kPa  for a  du ration  of 2  h ,  un less  otherwise  stated  i n  the  
detai l  speci fication .  

7.6.1 2  Dry heat (non-destructive)  

The  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test B  of I EC  60068-2-2 .  The  cond i tion ing  
shal l  be  carried  ou t at the  upper temperature  ind icated  by the  cl imatic category for a  duration  
of 1 6  h ,  un less  otherwise  stated  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.1 3  Damp heat,  cycl ic  (destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Db,  Varian t 1  of I EC  60068-2-30,  at 
severi ty b) ,  55  °C  for s ix cycles.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  34  – I EC  62575-1 : 201 5  © I EC 201 5  

7.6.1 4 Cold  (non-destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test A of I EC  60068-2-1  at the  lower 
temperature  i nd icated  by the  cl imatic category for a  duration  of 2  h ,  un less  otherwise  stated  i n  
the  detai l  speci fication .  

7.6.1 5 Cl imatic  sequence  (destructive)  

The  test and  measurements  shal l  be  performed  i n  the  fol l owing  order:  

Dry heat see  7 . 6 . 1 2 ;  

Damp heat,  cycl ic see  7 . 6 . 1 3  (fi rst  cycle  on ly) ;  

Cold  see  7 . 6 . 1 4 ;  

Low ai r pressure  see  7 . 6 . 1 1  (when  appl icable);  

Damp heat,  cycl ic see  7 . 6 . 1 3  (remain ing  fi ve  cycles).  

I n  the  cl imatic sequence,  an  i n terval  of not more  than  3  days  i s  permi tted  between  any of 
these  tests,  except between  the  damp  heat cycl ic (fi rst cycle)  and  cold .  

I n  such  a  case,  the  cold  test shal l  fo l low immed iately after the  recovery period  speci fied  for 
the  damp  heat test.  

7.6.1 6  Damp heat,  steady state  (destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Test Cab  of I EC  60068-2-78,  for the  
appropriate  cl imatic category stated  i n  4 . 4 .  

7.6.1 7  Sal t  m ist cycl ic  (destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  Test Kb  of I EC  60068-2-52.  Severi ty 1  shal l  
be  used  un less  otherwise  stated  in  the  detai l  speci fication .  

7.6.1 8  Immersion  in  clean ing  solvents  (non-destructive)  

Th is  test i s  appl icable  to  superficia l  markings  on ly.  To  establ ish  the  permanence  of marking ,  
th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  Method  1  of Test XA of I EC  60068-2-45.  The  
detai l  speci fi cation  shal l  prescribe  the  solven t,  the  temperature  of the  solven t,  the  rubbing  
material  and  i ts  d imensions,  and  the  force  to  be  used .  

The  marking  shal l  be  l eg ib le.  

7.6.1 9  Flammabi l i ty test  (destructive)  

Th is  test shal l  be  performed  i n  accordance  wi th  I EC  60695-1 1 -5.  The  detai l  speci fication  shal l  
state  the  duration  of appl ication  of the  test fl ame  selected  from  5  s ,  1 0  s ,  20  s ,  30  s ,  60  s ,  or 
1 20  s ,  as  appropriate,  to  the  design  and  materials  of the  test specimen .  

The  duration  and  exten t of burn ing  shal l  be  stated  i n  the  detai l  speci fication .  

7.6.20  Electrostatic  d ischarge (ESD)  sensi tivi ty test (destructive)  

RF BAW  fi l ters  are  requ i red  to  have  thei r endurance  property to  e lectrostatic d ischarge  (ESD).  

ESD  often  occurs  when  the  devices  are  assembled  to  thei r equ ipment.  Even  after assemble  
process,  ESD  also  appl ied  to  the  devices  through  an  e lectric path  from  ou tside,  such  as  an  
an tenna.  

There  are  some  models  for the  measurement of ESD  sensi tivi ty.  
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The  fol lowing  models  expal in  the  case  in  wh ich  charged  object appl ies  ESD  to  the  terminal  of 
RF  BAW devices:  

a)  HBM  (Human  Body Model )  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC  61 340-3-1 .  

Th is  model  s imu lates  the  ESD  from   the  charged  body of a  person  who  hand les  the  devices.  

b)  MM  (Mach ine  Model )  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC  61 340-3-2.  

Th is  model  s imu lates  the  ESD  from  the  charged  metal l i c  object wh ich  contacts  the  devices.  

c)  CDM  (Charged  Device  Model )  

Th is  test shal l  be  performed  in  accordance  wi th  I EC  60749-28.  

Th is  model  s imu lates  the  case  when  the  device  i s  charged  and  d ischarged  to  the  ou tside  
object from  the  device's  terminal .  

7.7  Endurance test  procedure 

Ageing  (non-destructive):  The  RF  BAW fi l ter shal l  be  main tained  at  a  temperature  of  
(85  ±  2 )  °C  for a  con tinuous  period  of 30  days,  un less  otherwise  speci fied  i n  the  detai l  
speci fication .  

After the  test period ,  the  fi l ter shal l  be  kept at standard  atmospheric cond i tions  for testi ng  un ti l  
thermal  equ i l i brium  has  been  reached .  

The  speci fied  tests  shal l  be  carried  ou t and  the  fi nal  measurements  shal l  be  wi th in  the  l im i ts  
speci fied  i n  the  detai l  speci fication .  
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F ILTRES RADIOFRÉQUENCES (RF)  À ONDES ACOUSTIQUES  
DE  VOLUME (OAV)  SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –  

 
Partie  1 :  Spécification  générique 

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commissi on  E l ectrotechn i que  I n ternati onal e  ( I EC)  est  u ne  organ i sati on  mond ia le  de  normal i sati on  
composée  de  l 'ensemble  des  comi tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
ob jet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternational e  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectrici té  et  de  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC  – en tre  au tres  activi tés  – publ i e  des  Normes  i n ternational es ,  
des  Spéci fi cati ons  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  des  Spéci fi cati ons  accessi b l es  au  publ i c  (PAS)  e t  d es  
Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aborati on  est con fi ée  à  d es  comi tés  d 'études,  aux 
travaux desquel s  tou t  Comi té  nati onal  i n téressé  par l e  su j et  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ i sati ons  
i n ternati onal es ,  gouvernemen ta l es  et  n on  gouvernemental es ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pen t  égal emen t aux 
travaux.  L ’ I EC col l abore  é tro i temen t avec l 'Organ i sati on  I n ternati onal e  de  Normal i sati on  ( I SO),  se lon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ i sati ons.  

2 )  Les  déci s ions  ou  accords  offi ci e l s  de  l ’ I EC  concernan t  l es  questi ons  techn i ques  représen ten t,  dans  l a  mesure  
du  possi b l e ,  un  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud i és ,  étan t  donné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  son t représen tés  dans  chaque  com i té  d ’ études.  

3 )  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  se  présen ten t sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternationa l es  et  son t  ag réées  
comme  te l l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t  en trepri s  a fi n  q ue  l ’ I EC  
s 'assu re  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  ê tre  tenue  responsab l e  de  
l 'éven tuel l e  mauvai se  u ti l i sati on  ou  i n terprétati on  qu i  en  est  fa i te  par un  quel conque  u ti l i sateu r fi nal .  

4 )  Dans  l e  bu t d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onal e ,  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  s 'engagen t,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e ,  à  appl i quer de  façon  transparen te  l es  Publ i cati ons  d e  l ’ I EC  dans  l eu rs  publ i cati ons  nati onal es  
e t  rég i onales.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cati ons  de  l ’ I EC  et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég i onal es  correspondan tes  doiven t être  i nd i quées  en  termes  cla i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC  e l l e-même  ne  fou rn i t  aucune  a ttestati on  de  con form i té.  Des  organ i smes  de  certi fi cati on  i ndépendan ts  
fou rn i ssen t des  services  d 'éval uati on  de  con formi té  et,  dans  certa i ns  secteu rs ,  accèden t  aux marques  de  
con form i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC  n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ i smes  de  certi fi cati on  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateu rs  doi ven t  s 'assu rer q u ' i l s  son t  en  possession  de  l a  dern ière  éd i ti on  de  cette  publ i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  do i t  ê tre  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateu rs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandata i res,  
y  compri s  ses  experts  parti cu l i ers  e t  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'é tudes  et  d es  Comi tés  nati onaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préj ud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matéri e l s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage  de  quel que  
natu re  que  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compri s  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou l an t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sati on  d e  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  d e  tou te  au tre  
Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  a tti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sati on  de  publ i cati ons  
référencées  est ob l i gatoi re  pour une  appl i cati on  correcte  d e  l a  présen te  publ i cati on .   

9)  L ’ atten ti on  est  a tti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  d es  é l émen ts  d e  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC  peuven t  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC  ne  sau rai t  ê tre  tenue  pou r responsabl e  de  ne  pas  avo i r i den ti fi é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avo i r s i gnal é  l eu r exi stence.  

La  Norme  in ternationale  I EC  62575-1  a  été  établ ie  par l e  comi té  d ’études  49  de  l ' I EC:  
D isposi ti fs  piézoélectriques,  d ié lectriques  et  é lectrostatiques  et matériaux associés  pour la  
détection ,  l e  choix et l a  commande  de  l a  fréquence.  

Le  texte  de  cette  norme est i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

49/1 1 63/FDIS  49/1 1 69/RVD  

 
Le  rapport de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  in formation  sur l e  vote  ayan t 
abou ti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  
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Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  les  D i rectives  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Une  l i ste  de  tou tes  les  parties  de  la  série  I EC  62575,  publ iées  sous  l e  ti tre  général  Filtres 
radiofréquences (RF)  à  ondes acoustiques de volume (OAV)  sous assurance de la  qualité ,  
peu t être  consu l tée  su r l e  s i te  web  de  l ' I EC.  

Le  comi té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avan t l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  l es  données  
relati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo  "colour inside" qu i  se  trouve  sur la  page  de  couverture  de  
cette  publ ication   i nd ique  qu 'el le  contient des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme 
u ti les  à  une  bonne  compréhension  de  son  contenu .  Les  u ti l isateurs  devraient,  par 
conséquent,  imprimer cette  publ ication  en  u ti l isant une  imprimante  cou leur.  
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I NTRODUCTION  

Les  fi l tres  RF  à  OAV son t désormais  communément u ti l i sés  dans  les  commun ications  mobi les.  
Ces  fi l tres  RF  à  OAV ont d iverses  spéci fications,  don t l a  p lupart peuvent être  classées  dans  
quelques  catégories  fondamentales.  

Les  spéci fications  normal isées,  fourn ies  dans  l a  série  I EC  62575,  et l es  spéci fications  
nationales  ou  l es  spéci fications  particu l ières  fourn ies  par l es  fabrican ts,  défin issen t l es  
combinaisons  d ispon ibles  de  l argeur de  bande  passante,  d 'ondu lation ,  de  facteur de  forme,  
d ' impédance de  charge,  etc.  à  fréquence  nominale.  Ces  spéci fications  sont regroupées  de  
man ière  à  i nclu re  une  large  plage  de  fi l tres  RF  à  OAV aux performances  normal isées.  I l  est 
impossib le  de  ne  pas  ins ister sur l e  fa i t  qu ' i l  convien t que  l 'u ti l i sateur sélectionne,  aussi  
souvent que  possib le,  ses  fi l tres  RF  à  OAV à  parti r de  ces  spéci fications  ( lorsqu 'e l l es  sont 
d ispon ibles)  même si  ce la  peu t entraîner de  l égères  mod i fications  de  son  ci rcu i t afin  de  
pouvoir u ti l i ser l es  fi l tres  standard .  Cela  s 'appl ique  particu l ièrement à  l a  sélection  de  l a  
fréquence  nominale.  

La  présente  norme  a  été  établ ie  pour répondre  à  l a  demande  générale  des  u ti l i sateurs  et des  
fabrican ts  d 'obten i r des  l i gnes  d i rectrices  sur l 'u ti l i sation  des  fi l tres  RF  à  OAV,  afin  que  l es  
fi l tres  pu issen t être  u ti l i sés  de  man ière  optimale.  Par conséquent,  l a  présente  partie  de  
l ' I EC  62575  expl ique  les  caractéristiques  générales  et fondamentales.  

La  présente  norme  n 'est pas  destinée  à  expl iquer l a  partie  théorique,  n i  à  tra i ter tou tes  l es  
éven tual i tés  qu i  peuvent se  produ i re  dans  l a  prati que.  La  présente  norme atti re  l 'atten tion  sur 
certa ines  des  questions  fondamentales  qu ' i l  convient que  l 'u ti l i sateur prenne  en  considération  
avan t de  commander un  fi l tre  RF  à  OAV pour une  nouvel le  appl ication .  Cette  procédure  
garan ti t  à  l 'u ti l i sateur des  performances  optimales.  
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FILTRES RADIOFRÉQUENCES (RF)  À ONDES ACOUSTIQUES  
DE  VOLUME (OAV)  SOUS ASSURANCE DE LA QUALITÉ –  

 
Partie  1 :  Spécification  générique 

 
 
 

1  Domaine d 'appl ication  

La  présente  partie  de  l ' I EC  62575  spéci fie  l es  méthodes  d 'essai  et l es  exigences  générales  
pour les  fi l tres  RF  à  OAV dont l a  qual i té  est garan tie  par les  procédures  d 'agrément de  savoi r-
fa i re  ou  par l es  procédures  d 'homologation .  Les  fi l tres  à  crista l  conventionnels  normal isés  
dans  la  série  I EC  60368  ne  son t pas  couverts  par l a  présente  norme.  

2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  son t ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégral i té  ou  en  
partie ,  dans  l e  présent document et  son t i nd ispensables  pour son  appl ication .  Pour les  
références  datées,  seu le  l ’ éd i tion  ci tée  s’appl ique.  Pour l es  références  non  datées,  l a  
dern ière  éd i ti on  du  document de  référence  s ’appl ique  (y compris  l es  éventuels  amendements).  

I EC  60027  (tou tes  l es  parties) ,  Symboles littéraux à  utiliser en  électrotechnique 

I EC  60050-561 ,  Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)  – Partie 561 : Dispositifs 
piézoélectriques,  diélectriques et électrostatiques et matériaux associés pour la  détection,  le  
choix et la  commande de la  fréquence  (d i spon ible  à  l ’ adresse  h ttp: //www.electroped ia. org)  

I EC  60068-1 : 201 3,  Essai d'environnement – Partie  1 :  Généralités et lignes directrices 

I EC  60068-2-1 ,  Essais d'environnement – Partie  2-1 :  Essais – Essai A:  Froid 

I EC  60068-2-2,  Essais d'environnement – Partie  2-2: Essais – Essai B: Chaleur sèche 

I EC  60068-2-6,  Essais d'environnement – Partie  2-6:  Essais – Essai Fc: Vibrations 
(sinusoïdales)  

I EC  60068-2-7,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie 2-7: 
Essais – Essai Ga et guide: Accélération constante   

I EC  60068-2-1 3,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie  2-13: 
Essais – Essai M: Basse pression atmosphérique 

I EC  60068-2-1 4,  Essais d'environnement – Partie 2-14: Essais – Essai N: Variation  de 
température 

I EC  60068-2-1 7: 1 994,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – 
Partie  2-17: Essais – Essai Q: Étanchéité   

I EC  60068-2-21 ,  Essais d'environnement – Partie  2-21 : Essais – Essai U: Robustesse des 
sorties et des dispositifs de montage incorporés  

I EC  60068-2-27,  Essais d'environnement – Partie  2-27: Essais – Essai Ea  et guide: Chocs 
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I EC  60068-2-30,  Essais d'environnement – Partie 2-30: Essais – Essai Db: Essai cyclique de 
chaleur humide (cycle de 12 h  +  1 2 h)  

I EC  60068-2-31 ,  Essais d'environnement – Partie  2-31 : Essais – Essai Ec: Choc lié  à  des 
manutentions brutales,  essai destiné en  premier lieu aux matériels 

I EC  60068-2-45,  Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique – Partie  2-45: 
Essais – Essai XA  et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage 

I EC  60068-2-52,  Essais d'environnement – Partie  2-52: Essais – Essai Kb: Brouillard salin,  
essai cyclique (solution de chlorure de sodium)  

I EC  60068-2-58,  Essais d'environnement – Partie  2-58: Essais – Essai Td: Méthodes d'essai 
de la  soudabilité,  résistance de la  métallisation à  la  dissolution et résistance à  la  chaleur de  
brasage des composants pour montage en  surface (CMS)  

I EC  60068-2-64,  Essais d'environnement – Partie 2-64: Essais – Essai Fh: Vibrations 
aléatoires à  large bande et guide 

I EC  60068-2-78,  Essais d'environnement – Partie  2-78: Essais – Essai Cab: Chaleur humide,  
essai continu 

I EC  601 22-1 ,  Résonateurs à  quartz sous assurance de la  qualité – Partie  1 :  Spécification 
générique  

I EC  6061 7,  Symboles graphiques pour schémas (d ispon ible  en  ang lais  seu lement)  (d ispon ible  
à  l ’ad resse  h ttp: //std . iec. ch /iec6061 7)  

I EC  60642,  Résonateurs et dispositifs en  céramique piézoélectrique pour la  commande et le  
choix de la  fréquence – Chapitre I:  Valeurs et conditions normalisées – Chapitre II:  Conditions 
de mesure et d'essais 

I EC  60749-28 1 ,  Dispositifs à  semi-conducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et 
climatiques – Partie  28: Essai de sensibilité  aux décharges électrostatiques (DES)  – Modèle 
de dispositif chargé par contact direct (DC-CDM)  

I EC  60695-1 1 -5,  Essais relatifs aux risques du feu – Partie  11 -5: Flammes d'essai – Méthode 
d'essai au brûleur-aiguille  – Appareillage,  dispositif d'essai de vérification et lignes directrices 

I EC  61 340-3-1 ,  Électrostatique – Partie  3-1 : Méthodes pour la  simulation des effets 
électrostatiques – Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour le  modèle du 
corps humain  (HBM)  

I EC  61 340-3-2,  Électrostatique – Partie  3-2: Méthodes pour la  simulation des effets 
électrostatiques – Formes d'onde d'essai des décharges électrostatiques pour les modèles de 
machine (MM)  

I SO  80000-1 ,  Grandeurs et unités – Partie 1 :  Généralités 

_______________ 

1   À publ i er.  
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3  Termes,  défin i tions,  un i tés  et symboles  

3.1  Termes  et  défin i tions  

Pour l es  besoins  du  présent document,  l es  termes  et  défin i ti ons  su ivan ts  s ’appl iquen t.  

3.1 .1   
onde  acoustique  de  volume 
OAV 
onde  acoustique  qu i  se  propage  en tre  l a  surface  i n férieure  et supérieure  d 'une  structure  
p iézoélectrique,  pu is  qu i  traverse  tou te  l 'épaisseur du  volume  p iézoélectrique  

Note  1  à  l 'arti cl e :  Les  ondes  son t exci tées  par des  é l ectrodes  métal l i ques  fi xées  des  deux côtés  de  l a  couche  
p i ézoél ectri que.  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 3  – mod i fiée,  mod i fication  de  tou te  l a  défin i tion  et  
add i tion  d 'une  nouvel le  note  à  l 'article]  

3.1 .2   
fi l tre  à  onde  acoustique  de  volume 
fi l tre  à  OAV 
fi l tre  caractérisé  par une  onde  acoustique  de  volume  qu i  est habi tuel lement générée  par une  
pai re  d 'é lectrodes  et qu i  se  propage  le  l ong  d 'une  d i rection  d 'épaisseur 

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 4 ]  

3.1 .3   
résonateur acoustique  de  volume de  couche 
FBAR 
résonateur OAV sur couche  fi ne,  composé  d 'une  couche  p iézoélectrique  placée  en tre  deux 
couches  d 'électrodes  avec surface  supérieure  et  i n férieure  sans  con train te  prise  en  charge  
mécan iquement au  bord  sur un  substrat avec structure  en  cavi té,  comme représenté  su r l a  
F igure  1 ,  ou  une  structure  de  membrane  par exemple  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  «FBAR»  est déri vée  du  terme  ang la i s  dével oppé  correspondan t « fi lm  bu l k acousti c  
resonator» .  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 5,  mod i fié]  

 

Figure  1 a)  –  Gravé  à  l 'arri ère  

 

h
 Matéri au  p i ézoél ectri que  

Electrode  supéri eu re  

Substrat  
de  su pport  

Électrode  i n férieu re  

Couche  
de  support  

IEC  
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Figure  1 b)  – Gravé  à  l 'avant  

Figure  1  – Configuration  FBAR 

3. 1 .4  
résonateur monté  sol idement 
SMR 
résonateur OAV qu i  supporte  l a  structure  é lectrode/couche  piézoélectrique/électrode  avec 
une  séquence  de  couches  fi nes  supplémentai res  qu i  a l ternen t des  impédances  acoustiques  
Za  basses  et hau tes  avec une  couche  d 'un  quart de  longueur d 'onde,  ces  couches  servant de  
réflecteurs  acoustiques  et  découplant l e  résonateur acoustiquement du  substrat,  te l  que  
représenté  su r l a  F igure  2  à  ti tre  d 'exemple  

Note  1  à  l 'arti cl e :  L ’ abrévi ati on  «SMR»  est  déri vée  du  terme  ang l a i s  d ével oppé  correspondan t  « sol i d l y  moun ted  
resonator» .  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 1 . 6 ,  mod i fié]  

 

Figure  2  – Configuration  SMR 

3. 1 .5   
caractéristiques  de  réponse 
réponse  en  fréquence  des  fi l tres  à  OAV 

VOIR:  F igure  3 .  

3.1 .6   
fréquence de  coupure   
fréquence  de  l a  bande  passante  pour laquel le  l 'affaib l issement relati f atte in t  une  valeur 
spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 4]  

 

h
 

Matéri au  p i ézoél ectri que  

Électrode  supéri eu re  
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En trefer  
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h
 Matéri au  p i ézoé lectri q ue  

Électrode  supéri eu re  
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IEC  
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3.1 .7   
impédance  d 'entrée 
impédance  présentée  par l e  fi l tre  à  l a  source  de  s ignal  l orsque  l a  sortie  est terminée  par 
l ' impédance  de  charge  spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 22 ,  mod i fié  – "duplexeur"  a  été  remplacé  par " fi l tre" . ]  

3.1 .8   
n iveau  d 'entrée 
valeur de  pu issance,  de  tension  ou  de  couran t appl iquée  aux bornes  d 'en trée  d 'un  fi l tre  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 9,  mod i fié  – "au  port d 'en trée  d 'un  duplexeur"  a  été  
remplacé  par "aux bornes  d 'entrée  d 'un  fi l tre" . . ]  

3.1 .9   
affaibl issement d ' insertion  
rapport l ogari thmique  de  l a  pu issance  transmise  d i rectement à  l ' impédance  de  charge  avan t 
l ' i nsertion  du  fi l tre  à  l a  pu issance  transmise  à  l ' impédance  de  charge  après  l ' i nsertion  du  fi l tre  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 2 ,  mod i fié  – "duplexeur"  a  été  remplacé  par " fi l tre" . ]  

3.1 .1 0   
i n termodulation  
modu lation  d 'ampl i tude  inu ti le  des  s ignaux con tenant p lusieurs  fréquences  dans  un  fi l tre  avec 
des  non-l i néari tés  

3.1 .1 1   
affaibl issement d ' insertion  maximal  
valeur maximale  de  l 'affa ibl issement d ' i nsertion  dans  la  bande  passante  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .9]  

3.1 .1 2   
affaibl issement d ' insertion  min imal  
valeur m in imale  de  l 'affaib l i ssement d ' i nsertion  dans  la  bande  passante  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .8]  

3.1 .1 3   
affaibl issement d ' insertion  nominal  
affaibl issement d ' i nsertion  à  une  fréquence  de  référence  spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .3]  

3.1 .1 4  
n iveau  nominal  
valeur de  pu issance,  de  tension  ou  de  couran t pour laquel le  l es  mesurages  des  
caractéristiques  son t spéci fiés  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 21 ,  mod i fié  – "mesures"  a  été  remplacé  par "mesurages". ]  

3.1 .1 5   
plage  de  températures  de  service  
plage  de  températures  dans  l aquel le  l e  fi l tre  à  OAV doi t  continuer à  fourn i r ses  
caractéristiques  de  réponse  spéci fiées  mais  pas  nécessai rement avec des  to lérances  
spéci fiées  
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[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 40,  mod i fié  – " fi l tre  OAS"  a  été  remplacé  par " fi l tre  à  OAV". ]  

3.1 .1 6   
plage  de  températures  de  fonctionnement 
plage  de  températures  dans  l aquel le  l e  fi l tre  à  OAV fonctionne  en  conservant ses  
caractéristiques  spéci fiées  avec des  tolérances  spéci fiées  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 25,  mod i fié  – "duplexeur à  OAS  ou  à  OAV"  a  été  
remplacé  par " l e  fi l tre  à  OAV"]  

3.1 .1 7   
impédance de  sortie  
impédance  présentée  par l e  fi l tre  à  l a  charge  l orsque  l 'en trée  est terminée  par l ' impédance  de  
source  spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 23,  mod i fié  – "duplexeur"  a  été  remplacé  par " fi l tre" ]  

3.1 . 1 8   
n iveau  de  sortie  
valeur de  pu issance,  de  tension  ou  de  couran t fourn ie  au  ci rcu i t  de  charge  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 20]  

3.1 .1 9   
bande passante  
bande  des  fréquences  pour lesquel l es  l 'affa ib l issement relati f est égal  ou  i n férieur à  une  
valeur spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .5]  

3.1 .20   
l argeur de  bande  passante  
i n terval le  des  fréquences  en tre  lesquel les  l 'affa ib l i ssement re lati f est égal  ou  i n férieur à  une  
valeur spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .6]  

3.1 .21   
ondu lation  dans  la  bande  passante  
variation  maximale  des  caractéristiques  de  l 'affa ib l i ssement dans  l a  bande  passante  spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 .7]  

3.1 .22   
fréquence de  référence 
fréquence  défin ie  par l a  spéci fication  et qu i  peu t être  prise  comme référence  pour d 'au tres  
fréquences  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 ]  

3.1 .23   
réflectivi té  
mesure  sans  d imension  du  degré  de  désadaptation  en tre  les  deux impédances  Za  et  Zb ,  

ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
,  
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où  Za  e t  Zb  représentent,  respectivement,  l ' impédance  d 'en trée  et  de  source  ou  l ' impédance  
de  sortie  et de  charge  

Note  1  à  l 'arti cl e :  La  val eu r absol ue  de  réfl ecti vi té  est  appel ée  coeffi ci en t  d e  réfl exion .  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 7]  

3.1 .24  
affaibl issement relati f 
d i fférence  en tre  l 'affaibl issement à  une  fréquence  donnée  et l 'affaib l issement à  l a  fréquence  
de  référence  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 4 ]  

3.1 .25  
affaibl issement d 'écho 
valeur du  coefficien t de  réflexion  donnée  par l 'expression  mod i fiée  par un  s igne  en  décibels:  

dBlog20–
ba

ba

ZZ

ZZ

+

−
 

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 8]  

3.1 .26   
facteur de  forme 
rapport des  deux largeurs  de  bandes  pour les  valeurs  spéci fiées  d 'affaibl issement relati f 

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 1 8]  

3.1 .27   
bande  atténuée 
bande  des  fréquences  pour lesquel l es  l 'affa ib l i ssement re lati f est égal  ou  supérieur à  une  
valeur spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 0]  

3.1 .28   
l argeur de  bande  atténuée 
i n terval le  des  fréquences  en tre  lesquel les  l 'affa ib l i ssement re lati f est égal  ou  supérieur à  une  
valeur spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 1 ]  

3.1 .29   
rejet  de  bande atténuée  
affaibl i ssement re lati f m in imal  à  une  bande  atténuée  spéci fiée  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 2 ]  

3.1 .30   
plage  de  températures  de  stockage 
températures  m in imale  et maximale  mesurées  su r l ’enveloppe,  auxquel les  l e  fi l tre  à  OAV peut 
être  conservé  sans  détérioration  n i  dégradation  de  ses  performances  

[SOURCE:  I EC  60862-1 :─,  3 . 1 . 2 . 41 ,  mod i fié  – " fi l tre  OAS"  a  été  remplacé  par " fi l tre  à  OAV"]  
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3.1 .31   
impédance  de  charge   
impédance  aux bornes  
impédance  présentées  au  fi l tre  par l a  source  ou  par l a  charge  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 24,  mod i fié  – "duplexeur"  a  été  remplacé  par " fi l tre" ]  

3.1 .32   
bande de  transition  
bande  des  fréquences  en tre  l a  fréquence  de  coupure  et l e  poin t l e  p lus  proche  de  la  bande  
atténuée  ad jacente  

[SOURCE:  I EC  62604-1 : 201 5,  3 . 1 . 2 . 1 6]  

3.1 .33   
rapport d 'ondes  stationnaires  
ROS 
rapport de  l 'ampl i tude  de  tension  d 'une  onde  stationnai re  à  une  valeur maximale  par rapport à  
une  valeur m in imale  ad jacente,  dans  une  l i gne  de  transmission  é lectrique  

Γ
Γ

−
+

=
1

1
ROS

 

où  Γ  est  l a  réflectivi té  

 

 

Figure  3  – Réponse  en  fréquence  d 'un  fi l tre  RF  à  OAV 

3.2  Un i tés  et  symboles  

Les  un i tés,  l es  symboles  g raph iques,  l es  symboles  l i ttéraux et l a  terminolog ie  doiven t,  dans  l a  
mesure  du  possible,  être  i ssus  des  normes  su ivan tes:  

– I EC  60027,  

– I EC  60050-561 ,  

– I EC  6061 7,  
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– I EC  60642,  

– I EC  601 22-1 ,  

– I SO  80000.  

4 Valeurs  assignées  et caractéristiques  préférentiel les  

4.1  Général i tés  

Sauf i nd ication  con trai re  dans  la  spéci fication  particu l ière,  i l  convien t de  choisi r l es  valeurs  
dans  l es  a l inéas  su ivan ts:  

4.2  Fréquences  nominales  

Le  Tableau  1  présente  l ’ attribu tion  de  fréquence  des  bandes  UMTS  typiques.  

Tableau  1  – Attribution  de  fréquence  des  bandes  UMTS typiques  

Bande  
Fréquence  de  transmission  Fréquence  de  réception  

(MHz)  (MHz)  

I  1  920  – 1  980  2  1 1 0  –  2  1 70  

I I  1  850  – 1  91 0  1  930  –  1  990  

I I I  1  71 0  – 1  785  1  805  –  1  880  

I V 1  71 0  – 1  755  2  1 1 0  –  2  1 55  

V 824  – 849  869  – 894  

VI I I  880  – 91 5  925  – 960  

 

4.3  Plages  de  températures  de  fonctionnement,  en  degrés  Celsius  (°C)  

La  p lage  de  température,  sur l aquel l e  l e  fi l tre  à  OAV main tien t ses  caractéristiques  
spéci fiques  dans  les  to lérances  spéci fiées,  doi t  être  spéci fiée  comme su i t:  

– 45  à  +1 25;  

– 40  à  +85;  

– 30  à  +85;  

– 20  à  +75;  

– 20  à  +70;  

– 1 0  à  +60;  

 0  à  +60.  

D 'au tres  p lages  de  températures  peuvent être  u ti l i sées,  mais  i l  convien t que  la  p lus  basse  
température  ne  soi t  pas  i n férieure  à  -60  °C et que  l a  température  l a  p lus  é levée  ne  soi t  pas  
supérieure  à  1 25  °C.  

4.4 Catégorie  cl imatique  

La  catégorie  cl imatique  doi t  être  40/085/56  ( les  catégories  cl imatiques  son t données  
conformément à  l 'Annexe  A de  l ' I EC 60068-1 : 201 3):  pour l es  fi l tres  à  OAV sous  enveloppes  
en  céramique.  

Pour l es  exigences  selon  lesquel les  l a  p lage  de  températures  de  fonctionnement du  fi l tre  
à  OAV s'étend  au -delà  de  –40  °C à  +85  °C,  une  catégorie  cl imatique  cohéren te  avec l a  p lage  
de  températures  de  fonctionnement doi t  être  spéci fiée.  
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La  catégorie  cl imatique  doi t  être  20/085/21  ( l es  catégories  cl imatiques  son t données  
conformément à  l 'Annexe  A de  l ' I EC 60068-1 : 201 3):  pour l es  fi l tres  à  OAV sous  embal lages  
en  p lastique.  

4.5  Sévéri té  des  secousses  

L'essai  de  (4  000  ±  1 0)  secousses  à  400  m/s2  d 'accélération  de  crête  doi t  être  effectué  dans  
chaque  d i rection  le  l ong  des  trois  axes  perpend icu la i res  en tre  eux (voi r 7 . 6. 6) .  

La  du rée  d ' impu ls ion  est de  6  ms  

4.6  Sévéri té  des  vibrations  

a)  Mode  s inusoïdal  

1 0  Hz à  55  Hz 
ampl i tude  de  déplacement de  0 , 75  mm  

(valeur de  crête)  

 
55  Hz à  500  Hz ou  55  Hz à  2  000  Hz 

ampl i tude  d 'accélération  1 00  m/s2  

(valeur de  crête)  
30  m in  dans  chacun  des  trois  

axes  perpend icu la i res  en tre  eux 

à  1  octave/min  (voi r 7 . 5. 7)  

 

 ou  
1 0  Hz à  55  Hz 

ampl i tude  de  déplacement de  1 , 5  mm  

(valeur de  crête)  

 
55  Hz à  2  000  Hz 

ampl i tude  d 'accélération  200  m/s2  

(valeur de  crête)  

 

 
30  m in  dans  chacun  des  trois  

axes  perpend icu la i res  en tre  eux 

à  1  octave/min  (voi r 7 . 5. 7)  

 

b)  Mode  a léatoi re  
(1 9, 2  m/s2)2 /Hz en tre  

20  Hz et 2  000  Hz 

accélération  1 96  m/s2  

30  m in  dans  chacun  des  trois  

axes  perpend icu lai res  entre  eux 

à  1  octave/min  (voi r 7 . 5. 7)  

 ou  
(48  m/s2)2 /Hz en tre  

20  Hz et 2  000  Hz 

accélération  31 4  m/s2  

30  m in  dans  chacun  des  trois  

axes  perpend icu lai res  entre  eux 

à  1  octave/min  (voi r 7 . 5. 7)  

 ou  
(1 9, 2  m/s2)2 /Hz en tre  

20  Hz et 2  000  Hz 

accélération  62m/s2  

30  m in  dans  chacun  des  trois  

axes  perpend icu la i res  en tre  eux 

à  1  octave/min  (voi r 7 . 5. 7)  

 

4.7  Sévéri té  des  chocs  

L'essai  de  1  000  m/s2  d 'accélération  de  crête  pendant une  du rée  de  6  ms  doi t  être  effectué  
trois  fo is  dans  chaque  d i rection  l e  l ong  des  trois  axes  perpend icu la i res  en tre  eux (voi r 7 . 5.8),  
choc demi -sinusoïdal ,  sauf i nd ication  con trai re  dans  la  spéci fication  particu l ière.  
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4.8  Taux de  fu i te  fine  

Le  taux de  fu i te  fi ne  maximal  doi t  être  spéci fié  comme su i t,  sau f mention  con trai re  dans  l a  
spéci fication  particu l i ère:  

1 0–1  Pa  cm3/s  (1 0–6  bar cm3/s)  

1 0–3  Pa  cm3/s  (1 0–8  bar cm3/s)   

5 Marquage 

5.1  Marquage  du  fi l tre   

Le fi l tre  à  OAV doi t être  cla i rement et durablement marqué  (voi r 7 . 6 . 1 8)  a insi  que  l es  poin ts  a)  
à  j )  dans  l 'ord re  su ivan t,  s i  possib le.  

a)  l a  désignation  du  type  comme défin i  dans  la  spéci fication  parti cu l ière;  

b)  l a  fréquence  nominale;  

c)  l 'année  et l a  semaine  de  fabrication ;  

d )  l a  marque  de  conformi té  (sauf s i  un  certi ficat de  conformi té  est u ti l i sé);  

e)  l e  code  d ' i den ti fication  de  l 'us ine;  

f)  l e  nom  du  fabrican t ou  sa  marque  de  fabrique;  

g )  l ’ i den ti fication  des  bornes;  

h )  l a  désignation  des  connexions  é lectriques;  

i )  l e  numéro  de  série;  

j )  l a  classi fication  de  l 'apparei l  monté  en  surface.  

Lorsque  l a  su rface  d ispon ible  des  fi l tres  à  OAV m in iatures  impose  des  l im i tes  pratiques  quan t 
à  l a  zone  de  marquage,  des  i nstructions  particu l ières  de  marquage  doiven t être  données  dans  
l a  spéci fication  particu l ière.  

5.2  Marquage  d 'embal lage  primaire  

L'embal lage  primai re  con tenant l e  ou  l es  fi l tres  à  OAV doi t  être  cla i rement marqué  des  
i n formations  répertoriées  en  5. 1  à  l 'exception  du  poin t g ) ,  et  d ’une  i den ti fication  s i gnalan t qu ' i l  
s 'ag i t  d 'un  d isposi ti f sensible  aux décharges  é lectrostatiques,  l e  cas  échéant.  

6 Procédures  d 'assurance de  la  qual i té  

6.1  Général i tés  

I l  existe  deux méthodes  pour l 'assurance  de  la  qual i té  des  fi l tres  à  OAV:  l 'agrément de  savoi r-
fa i re  et  l 'homologation .  

6.2  Étape  in i tiale  de  fabrication  

Pour l e  fi l tre  à  OAV,  l 'étape  i n i tia le  de  fabrication  est l e  nettoyage  final  de  la  su rface  des  
substrats.  

6.3  Modèles  associables  

L'association  des  modèles  des  fi l tres  à  OAV en  vue  de  l 'homologation ,  de  l 'agrément de  
savoi r-fa i re  et des  contrôles  de  conformi té  de  la  qual i té  doi t  être  précisée  dans  l a  
spéci fication  i n terméd iai re  concernée.  
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6.4 Sous-trai tance 

Ces  procédures  doivent être  conformes  au  système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié.  

Cependant,  l e  nettoyage  final  de  la  su rface  des  substrats  et  tous  l es  procédés  u l térieurs  
doiven t être  effectués  par le  fabrican t auquel  l ’ homologation  ou  l ’ agrément a  été  accordé.  

6.5  Composants  incorporés  

Lorsque  l e  composant fi nal  comporte  des  composants  du  type  couverts  par l a  spéci fication  
générique  de  la  série  I EC,  ces  composants  doiven t être  produ i ts  à  l 'a ide  des  procédures  
normales  de  l ' I EC  pour l 'acceptation .  

6.6  Approbation  du  fabricant 

Pour obten i r l 'approbation  en  tan t que  fabrican t,  l e  fabrican t doi t  satisfai re  aux exigences  du  
système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié .   

6.7  Procédures  d ’agrément de  savoir-fai re  et  d ’homologation  

6.7. 1  Général i tés  

Pour l 'assurance  de  l a  qual i té  des  fi l tres  à  OAV,  l 'agrément de  savoi r-fa i re  ou  l 'homologation  
doi t  être  u ti l i sé(e).  Ces  procédures  sont conformes  à  cel les  i nd iquées  dans  l e  système  
d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié .  

6.7.2  Agrément de  savoir-faire  

L'agrément de  savoi r-fai re  est approprié  lorsque  des  fi l tres  à  OAV associables  basés  sur des  
règ les  de  conception  communes  son t fabriqués  selon  un  g roupe  de  procédés  de  fabrication  
communs.  

Dans  l e  cadre  de  l 'agrément de  savoi r-fai re,  trois  catégories  de  spéci fi cations  parti cu l i ères  
peuvent être  m ises  en  œuvre:  

a)  Pour l es  composants  pour agrément de  savoi r-fai re  (CQC – capabi l i ty qual i fying  
component)  

Une  spéci fication  particu l i ère  doi t  être  établ ie  pour chacun  des  composants  CQC.  E l l e  doi t  
i den ti fier l e  bu t du  CQC et i nclure  tous  l es  n iveaux de  con train tes  et  l im i tes  d 'essai  l e  
concernant.  

b)  Pour l es  produ i ts  normal isés  su r catalogue   

Quand  un  composant couvert par l 'agrément de  savoi r-fai re  est destiné  à  être  proposé  en  tan t 
que  produ i t  normal isé  su r catalogue,  une  spéci fication  particu l i ère  doi t  être  réd igée  en  
conformi té  avec l a  spéci fication  particu l ière  cadre.   

c)  Pour l es  fi l tres  à  OAV fabriqués  à  l a  demande  

Le  con tenu  de  l a  spéci fication  particu l ière  doi t  être  établ i  par accord  en tre  l e  fabrican t et  l e  
cl i en t,  conformément au  système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié.   

Des  i n formations  complémentai res  sur l es  spéci fications  particu l ières  fi guren t dans  l a  
spéci fication  i n terméd iai re.  

Le  produ i t et l es  composants  pour l 'agrément de  savoi r-fai re  (CQC)  son t soumis  à  l ’essai  en  
combinaison  et se lon  l ’ homologation /l ’agrément accordé(e)  à  une  instal l ation  de  fabrication  
sur l a  base  des  règ les  et procédures  de  conception  val idées  et  des  procédures  de  con trôle  de  
la  qual i té  val idées.  Des  i n formations  complémentai res  son t données  en  6 . 8  et dans  l a  
spéci fication  i n terméd iai re.  
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6.7.3  Homologation  

L'homologation  est appropriée  pour les  composants  fabriqués  selon  une  conception  
normal isée  et un  processus  de  fabrication  établ i ,  conformément à  une  spéci fication  
particu l i ère  publ iée.  

Le  programme d 'essai  défin i  dans  la  spéci fication  particu l i ère  pour un  n iveau  de  sévéri té  et 
une  assurance  de  l a  qual i té  appropriés  s 'appl ique  d i rectement au  fi l tre  à  OAV à  homologuer,  
comme spéci fié  en  6 . 9  et dans  la  spéci fication  i n terméd iai re.  

6.8  Procédures  pour l 'agrément de  savoir-faire  

6.8.1  Général i tés  

Les  procédures  pour l 'agrément de  savoi r-fa i re  doivent être  conformes  au  système  
d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié .  

6.8.2  Él ig ibi l i té  à  l 'agrément de  savoir-faire  

Le  fabrican t doi t  satisfai re  aux exigences  du  système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié  et à  
cel les  l i ées  à  l 'étape  i n i ti ale  de  fabrication  défin ie  en  6 . 2  de  l a  présente  spéci fication  
générique.  

6.8.3  Demande  d 'agrément de  savoir-faire  

Afin  d 'obten i r l 'agrément de  savoi r-fa i re,  l e  fabrican t doi t  appl iquer l es  règ les  de  procédure  
données  dans  le  système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié .  

6.8.4 Obtention  de  l 'agrément de  savoir-faire  

L'agrément de  savoi r-fa i re  doi t  être  accordé  à  un  fabrican t l orsque  les  procédures  conformes  
au  système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié  on t été  effectuées  avec succès.  

6.8.5  Manuel  de  savoir-faire  

Le  con tenu  du  manuel  de  savoi r-fai re  doi t  être  établ i  en  conformi té  avec l es  exigences  de  l a  
spéci fication  i n terméd iai re.  

Le  manuel  de  savoi r-fai re  doi t  être  tra i té  comme un  document confiden tiel .  Le  fabrican t peu t,  
s ' i l  l e  dési re,  en  d ivu lguer la  total i té  ou  une  partie  à  une  tierce  personne.  

6.9  Procédures  pour l 'homologation  

6.9.1  Général i tés  

Les  procédures  pour l 'homologation  doivent être  conformes  au  système  d 'évaluation  de  l a  
qual i té  spéci fié .  

6.9.2  Él ig ibi l i té  à  l ’homologation  

Le  fabrican t doi t  satisfai re  aux exigences  du  système d 'évaluation  de  la  qual i té  spéci fié  et à  
cel les  l i ées  à  l 'étape  i n i tia le  de  fabrication  défin ie  en  6 . 2  de  la  présente  spéci fication  
générique.  

6.9.3  Demande  d 'homologation  

Pour obten i r l 'homologation ,  l e  fabrican t doi t appl iquer l es  règ les  de  procédure  données  dans  
l e  système  d 'évaluation  de  la  qual i té  spéci fié .  
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6.9.4 Obtention  d 'homologation  

L'homologation  doi t  être  accordée  à  un  fabrican t l orsque  les  procédures  conformes  au  
système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié  on t été  effectuées  avec succès.  

6.9.5  Contrôle  de  conformité  de  la  qual i té  

Le  programme d 'essai  pour le  contrôle  de  conformi té  de  la  qual i té  doi t être  précisé  dans  l a  
spéci fication  particu l ière  cadre  associée  à  l a  spéci fication  i n terméd iai re.  

6.1 0  Procédures  d 'essai  

Les  procédures  d 'essai  à  u ti l i ser doivent être  chois ies  dans  l a  présente  spéci fication  
générique.  S i  un  essai  exigé  n 'est pas  inclus,  i l  doi t être  défin i  dans  l a  spéci fication  
particu l ière.  

6.1 1  Exigences  de  sélection  

Quand  l a  sélection  est exigée  par l e  cl ien t pour l es  fi l tres  à  OAV,  cela  doi t  être  i nd iqué  dans  
l a  spéci fication  particu l ière.  

6.1 2  Travaux de  retouche  et de  réparation  

6. 1 2.1  Retouche 

La  retouche  est l a  correction  d 'un  défau t dans  le  processus  de  fabrication  et e l l e  ne  doi t  pas  
être  effectuée.  

6.1 2.2  Réparation  

La  réparation  est l a  correction  d 'un  défau t décelé  sur un  composant après  l i vraison  au  cl ien t.  

Les  composants  qu i  on t été  réparés  ne  peuvent pl us  être  considérés  comme étan t 
représentati fs  de  l a  production  du  fabrican t et peuvent ne  pas  être  l i vrés  dans  l e  cadre  du  
système  d 'évaluation  de  l a  qual i té  spéci fié .  

6.1 3  Rapports  certi fiés  de  lots  l ivrés  

Lorsque  l es  rapports  certi fiés  de  l ots  l i vrés  son t i nd iqués  dans  la  spéci fication  i n terméd iai re  

pour l 'homologation  et son t demandés  par le  cl ien t,  l es  résu l tats  des  essais  spéci fiés  doiven t 
être  résumés.  

6.1 4 Val id i té  de  l ivraison  

Les  fi l tres  à  OAV conservés  au -delà  de  deux ans  après  avoi r été  acceptés  doiven t subi r à  
nouveau  l es  essais  électriques  détai l l és  en  7 . 5  avant de  pouvoir être  l i vrés.  

6.1 5 Acceptation  pour l ivraison  

Les  fi l tres  à  OAV doiven t être  conformes  au  système d 'évaluation  de  la  qual i té  spéci fié.  

6.1 6  Paramètres  non  contrôlés  

Seu ls  l es  paramètres  d 'un  composant i nd iqués  dans  l a  spéci fication  particu l ière  et  qu i  on t été  

soumis  à  un  essai  peuvent être  considérés  comme étan t dans  l es  l im i tes  spéci fiées.  I l  
convien t de  ne  pas  supposer qu 'un  paramètre  non  spéci fié  reste  i nchangé  d 'un  composant à  
un  au tre.  S ' i l  est  nécessai re  de  véri fier d 'au tres  paramètres,  i l  convien t d 'u ti l i ser une  nouvel le  
spéci fication  particu l ière  élarg ie.  Les  méthodes  d 'essai  complémentai res  doiven t être  
en tièrement  décri tes  et l es  l im i tes,  NQA ou  défau ts  par m i l l i on  et n iveaux de  contrôle  
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appropriés  être  spéci fiés.  Les  procédures  d 'essai  et de  mesure  doiven t être  effectuées  
conformément à  l a  spéci fi cation  particu l ière  appl icable.  

7  Procédures  d 'essai  et de  mesure  

7.1  Général i tés  

Les  procédures  d 'essai  et de  mesure  doiven t être  effectuées  conformément à  l a  spéci fication  
particu l i ère  appl icable.  

7.2  Condi tions  d 'essai  et  de  mesure 

7 .2 .1  Condi tions  normales  d 'essai   

Sauf spéci fication  con trai re,  tous  l es  essais  doiven t être  réal isés  dans  l es  cond i tions  
atmosphériques  normales  d 'essai  te l les  que  spéci fiées  en  4 . 3  de  l ' I EC  60068-1 : 201 3:  

Température  1 5  °C   à  35  °C  

Humid i té  re lati ve  45  %   à  75  %  

Pression  atmosphérique  86  kPa   à  1 06  kPa  

 (860  mbar  à  1  060  mbar)  

En  cas  de  l i ti ge,  l es  cond i tions  de  référence  son t l es  su ivan tes:  

Température  25  °C  ±  1  °C  

Humid i té  re lati ve  48  %   à  52  %  

Pression  atmosphérique  86  kPa   à  1 06  kPa  

 (860  mbar  à  1  060  mbar)  

Avant d 'effectuer l es  mesurages,  l e  fi l tre  RF  à  OAV doi t être  stocké  à  l a  température  à  
l aquel l e  l e  mesurage  a  l i eu ,  duran t un  l aps  de  temps  su ffisan t pour l u i  permettre  d 'atteindre  
un  équ i l ibre  thermique.  Les  cond i tions  de  reprise  et l es  cond i tions  normales  de  séchage  
assisté  son t données  en  4 . 4 .2  et 4 . 4  de  l ' I EC  60068-1 : 201 3.  

La  température  ambian te  doi t  être  enreg istrée  pendant l es  mesurages  et être  consignée  dans  
l e  rapport d 'essai .  

7.2.2  Précision  de  mesure   

Les  l im i tes  données  dans  l es  spéci fications  particu l ières  son t des  valeurs  vraies.  Les  
i ncerti tudes  de  mesure  doiven t être  prises  en  compte  pour l 'examen  des  résu l tats.  Des  
précau tions  doivent être  prises  pour rédu i re  au  m in imum  les  erreurs  de  mesure.  

7.2.3  Précautions  

7.2 .3.1  Mesurages  

Les  ci rcu i ts  de  mesure  i nd iqués  pour les  essais  é lectriques  spéci fiés  son t l es  ci rcu i ts  
préféren tie ls.  Des  d isposi tions  convenables  doiven t être  prises  pour l es  effets  dus  aux 
charges  dans  les  cas  où  l 'apparei l  de  mesure  mod i fie  l es  caractéristiques  en  cours  d ’examen .  
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7.2.3.2  Dispositi fs  sensibles  aux décharges  électrostatiques  

Quand  l e  composant est i denti fié  comme étan t sensib le  à  l 'é lectrici té  statique,  des  
précau tions  doiven t  être  prises  afin  d 'évi ter tou t dommage  dû  aux décharges  d 'é lectrici té  
statique,  avan t,  pendant et  après  l 'essai  (voi r l ' I EC  61 000-4-2).  

7.2.4 Choix des  méthodes  d 'essai  

Les  mesurages  doivent,  de  préférence,  être  réal isés  avec l es  méthodes  spéci fiées.  Tou te  
au tre  méthode  qu i  permet d 'obten i r des  résu l tats  équ ivalen ts  peu t être  u ti l i sée,  sauf en  cas  de  
l i ti ge.  

NOTE  «Résu l tat  équ ival en t»  s i gn i fi e  que  l es  va leu rs  re l evées  à  l 'a i de  d ’ une  te l l e  méthode  son t  compri ses  dans  

l es  va leu rs  l im i tes  spéci fi ées  avec l a  méthode  de  mesure  spéci fi ée.  

7.3  Examen  visuel  

7 .3.1  Général i tés  

Sauf spéci fication  con trai re,  l ’ examen  visuel  externe  doi t  être  réal i sé  à  l a  l umière  normale  de  
l 'usine  et dans  des  cond i tions  visuel les  normales.  

7.3.2  Essai  visuel  A 

Le  fi l tre  à  OAV doi t  être  soumis  à  un  con trôle  vi suel  pour s 'assurer que  l ’ état,  l a  qual i té  de  
l 'exécu tion  et  l a  fi n i ti on  son t satisfaisan ts.  Le  marquage  doi t  être  l i s ib le.  

7.3.3  Essai  visuel  B  

Le fi l tre  à  OAV doi t être  soumis  à  un  con trôle  visuel  avec un  grossissement de  1 0 .  I l  ne  doi t  
pas  y avoi r de  fi ssures  dans  le  verre  n i  de  sorties  endommagées.  De  m inuscu les  écai l les  sur 
l e  pourtour d 'un  mén isque  ne  doiven t pas  être  considérées  comme des  fi ssures.  

7.3.4 Essai  visuel  C  

Le  fi l tre  à  OAV doi t  être  soumis  à  un  contrôle  visuel .  I l  ne  doi t  pas  présenter de  corrosion  n i  
de  dommage  susceptible  de  compromettre  son  bon  fonctionnement.  Le  marquage  doi t être  
l i s ib le.  

7.4 Dimensions  et  étalonnage 

7.4. 1  Essai  d imensionnel  A 

Les  d imensions,  l 'espacement et l 'a l i gnement des  sorties  doiven t être  véri fiés  et  doiven t être  
conformes  aux valeurs  spéci fiées.  

7.4.2  Essai  d imensionnel  B  

Les  d imensions  doiven t être  mesurées  et doivent être  conformes  aux valeurs  spéci fiées.  

7.5  Procédures  d 'essai  électrique  

7.5.1  Général i tés  

La méthode  l a  p lus  s imple  et  l a  p lus  courante  d 'essai  de  mesure  des  fi l tres  RF  à  OAV est 
l 'u ti l i sation  d 'un  analyseur de  réseaux ou  d 'un  vol tmètre  vectoriel .  L ' impédance  du  système de  
ces  équ ipements  est habi tuel l ement égale  à  50  Ω ;  pour cette  ra ison ,  i l  fau t ten i r compte  des  
cond i tions  d ’adaptation  du  fi l tre  à  l 'équ ipement.  
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7.5.2  Mesurage de  l 'affaibl issement d ' insertion  

7.5.2 .1  Principe  de  mesure  

L'affaibl i ssement d ' i nsertion  est obtenu  comme l e  rapport en tre  le  n i veau  du  s i gnal  mesuré  
quand  l e  s i gnal  traverse  en  l i gne  d i recte  et celu i  quand  l e  s i gnal  passe  au  travers  du  fi l tre.  

7.5.2 .2  Ci rcu i t  de  mesure  

La  configuration  de  mesure  est représentée  à  l a  F igure  4 .  Le  s ignal  rad iofréquence  (RF)  du  
port 1  de  sortie  RF  d 'un  analyseur de  réseaux est condu i t  d i rectement à  l 'en trée  du  port 2  de  
l 'analyseur de  réseaux en  transi tan t par l e  d i sposi ti f d 'essai .  Le  rapport vectorie l  B/R est 
mesuré  pour l 'affa ib l issement d ' i nsertion .  Tou tes  l es  connexions  nécessai res  son t à  réal iser 
par des  câbles  coaxiaux RF  dont l ' impédance  nominale  doi t  être  exactement égale  à  
l ' impédance  du  système.  

7.5.2 .3  D ispositi f d 'essai  du  fi l tre  

La  sortie  du  d isposi ti f d 'essai  doi t  être  protégée  de  son  en trée  par un  b l i ndage.  

 

NOTE  Le  canal  R  est desti né  à  d étecter l a  pu i ssance  de  l a  sou rce  pou r l e  cana l  de  référence.  Le  cana l  A est  
desti né  à  détecter l a  pu i ssance  au  port  2  réfl éch i e  de  l 'en trée  d u  fi l tre  et  l e  canal  B  est  desti né  à  détecter au  port  2  
l a  pu i ssance  transm ise  à  travers  l e  fi l tre.  

Figure  4  – Mesurage  de  l 'affaibl issement d ' insertion  

7 .5.2.4 Méthode de  mesure  

Avant de  connecter l e  d i sposi ti f d 'essai  du  fi l tre,  l 'analyseur de  réseaux doi t  être  étalonné  
pour é l im iner l 'erreur systématique  dans  l 'analyseur de  réseaux,  l e  câble  et l es  connecteurs.  
La  techn ique  complète  d 'étalonnage  à  2  ports  peu t être  la  mei l l eure  méthode  pour compenser 
l es  erreurs  systématiques  (c'est-à-d i re,  présentant l ' impédance  de  ci rcu i t  ouvert,  l ’ impédance 
de  court-ci rcu i t  et  l ' impédance  de  référence,  habi tuel lement de  50  Ω  e t  par des  étalons  aux 
bornes  des  connecteurs  d 'un  câble  d 'essai  et en  stockant l es  valeurs  mesurées  destinées  à  
établ i r l a  valeur correcte  de  l ' impédance  du  fi l tre).  Après  l 'étalonnage,  connecter l e  d i sposi ti f 

Source  
Ana l yseu r de  réseaux 

A 
R 

B  

Port  1  Port  2  

Câbl e  
d 'essa i  

F i l tre  à  l 'essai  

F i l tre  à  OAV 

IEC 
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d 'essai  du  fi l tre.  L 'affaib l i ssement au  n iveau  de  référence  correspond  à  l 'affa ib l i ssement 
d ' i nsertion .  

7.5.2 .5  Calcu l  de  la  pu issance  d issipée  totale  

Lorsque  l es  impédances  aux bornes  du  fi l tre  sont égales  l es  unes  par rapport aux au tres,  l a  
pu issance  d issipée  totale  correspond  à  l 'affaibl issement d ' insertion .  Lorsqu 'el les  ne  l e  son t 
pas,  l a  pu issance  d issipée  tota le  peu t être  calcu lée  comme su i t:  

( )












 +
+=

LS

2
LS

4
log1 0

ZZ

ZZ
IATPL  

où  

TPL (total power loss)  est  l a  pu issance  d issipée  totale  en  décibels;  

IA  est l 'affa ib l issement d ' insertion  en  décibels;  

ZS  est  l ' impédance  de  charge  d 'en trée  au  port secondai re  du  
transformateur d ’ impédance  d 'en trée;  

ZL  est  l ' impédance  de  charge  de  sortie  au  port primaire  du  transformateur 
d ’ impédance de  sortie .  

Lorsque  l 'éta lonnage  est effectué  aux bornes  du  d isposi ti f d 'essai  dans  lequel  l e  fi l tre  en  essai  
est i nséré  à  l 'a ide  des  éta lons  i n ternes,  l 'affaib l i ssement d ' insertion  peu t être  mesuré  
d i rectement sans  u ti l i sation  de  l i gnes  d i rectes.  

I l  convien t que  l es  valeurs  des  étalons  in ternes  du  d isposi ti f d 'essai  soien t b ien  connues  ou  
caractérisées  avec exacti tude.  

7.5.3  Mesurage  de  l 'affaibl issement d 'écho 

7.5.3.1  Principe  de  mesure 

I l  est  importan t de  connaître  l ' impédance  d 'un  fi l tre  pour mener à  b ien  son  i nstal lation  pratique.  
L ' impédance du  fi l tre  (partie  réel le  et  imag inai re) ,  à  l a  sortie  duquel  une  impédance  de  charge  
spéci fiée  a  été  p lacée,  peu t être  mesurée  à  l 'a ide  d 'un  pont d ' impédance  classique  ou  d 'un  
analyseur d ' impédance  vectoriel .  L 'affaibl issement d 'écho  peu t a lors  être  calcu lé  à  parti r de  
l ' impédance du  fi l tre.  D 'au tre  part,  un  analyseur de  réseaux peu t également être  u ti l i sé  pour 
mesurer l ’ ampl i tude  et l a  phase  du  s ignal  renvoyé  comme le  rapport vectoriel  A/R réfléch i  à  l a  
sortie  du  fi l tre.  L ' impédance  peu t être  calcu lée  à  parti r des  résu l tats  de  mesure.  

7.5.3.2  Circu i t  de  mesure  

Le  ci rcu i t  de  mesure  est représenté  à  l a  F igure  5  ci -dessous.  
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NOTE  Un  au tre  équ i pemen t  de  mesure  peu t  être  u ti l i sé  à  l a  p l ace  de  l 'ana l yseur de  réseaux.  Certai ns  de  ces  
équ i pements  offren t  l 'avan tage  de  présen ter l es  résu l tats  mesurés  sous  forme  de  d i ag ramme  de  Smi th .  
L ' impédance  et  l 'affa i b l i ssemen t  d 'écho  peuven t  ê tre  l u s  d i rectemen t.  

Figure  5  – Mesurage  de  l 'affaibl issement d 'écho 

Pour être  sûr que  l es  mesurages  sont exacts,  i l  convien t que  l a  d i stance  en tre  le  port d ’essai  
et l e  fi l tre  en  essai  soi t  l a  p lus  courte  possible.  I l  est  préférable  que  la  l ongueur du  câble  du  
s ignal  de  référence  soi t  a j ustée  de  façon  que  l a  phase  à  zéro  degré  du  s ignal  réfléch i  
demeure  indépendante  de  l a  fréquence  de  mesure  l orsque  le  fi l tre  est déconnecté  du  
d isposi ti f d 'essai .  I l  convien t que  l ’ impédance  nominale  du  câble  soi t  exactement égale  à  
l ’ impédance  du  système  de  l ’équ ipement.  

7.5.3.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d isposi ti f d 'essai  doi t  comporter un  connecteur qu i  permet de  connecter et de  déconnecter 
l e  fi l tre  du  connecteur du  câble  d 'essai .  La  l ongueur du  câblage  re l ian t l e  connecteur du  
d isposi ti f d 'essai  et l e  fi l tre  doi t  être  aussi  courte  que  possib le.  La  référence  est établ ie  via  
l 'étalonnage  à  un  port (c'est-à-d i re  en  présentan t l ' impédance  de  ci rcu i t ouvert,  l ’ impédance  
de  court-ci rcu i t  et  l ' impédance  de  référence,  habi tuel l ement de  50  Ω  aux bornes  du  
connecteur du  câble  d 'essai ,  et  en  stockant l es  valeurs  mesurées  destinées  à  établ i r l a  valeur 
correcte  de  l ' impédance  du  fi l tre).   

7.5.3.4 Méthode de  mesure 

Déconnecter l e  câble  d ’essai  du  connecteur du  d isposi ti f d 'essai .  L 'éta lonnage  doi t ensu i te  
être  effectué  à  un  port aux bornes  du  connecteur.  Les  l ectures  de  l ’ ampl i tude  et de  l a  phase  
de  l 'analyseur de  réseaux son t normal isées  comme étan t égales  au  n iveau  et à  l a  phase  de  
référence.  Lorsque  l 'éta lonnage  est réal isé  correctement,  l a  l ecture  de  l a  phase  peu t être  
main tenue  à  zéro  degré,  i ndépendamment de  l a  fréquence.  L 'affa ib l issement re lati f et l e  
déphasage  par rapport au  n iveau  et à  l a  phase  de  référence  correspondent à  l 'affaibl issement 
d 'écho  pour l ' impédance  du  système  de  l 'analyseur de  réseaux.  
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A 
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B  

Port  1  Port  2  

Câbl e  
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7.5.3.5  Relation  entre  l ' impédance du  fi l tre  et  l 'affaibl issement d 'écho 

La  réflectivi té  au  connecteur du  d isposi ti f d 'essai  est représentée  par l 'équation  su ivante:  

( )ϕγγ ϕexp=  

où  

γ   est  l a  réflectivi té  et  | γ|  est sa  valeur absolue,  c'est-à-d i re  le  coefficien t de  réflexion ,  et  

φ   est  l e  déphasage  réflecti f,  en  rad ians.  

L ' impédance  du  fi l tre  peut être  calcu lée  à  l 'a i de  de  l a  formu le  su ivante:  

γ
γ

−
+

=
1

1
0ZZ  

où  

Z  est l ' impédance  du  fi l tre,  et 

Z0   est  l ' impédance  du  système de  l 'équ ipement d 'essai .  

Lorsque  les  mesurages  sont effectués  avec un  pont d ' impédance  classique,  l 'affaib l i ssement 
d 'écho  (RA )  pour l ' impédance  de  charge  spéci fiée  peu t aussi  être  calcu lé  à  parti r de  
l ' impédance  du  fi l tre  Zt  comme su i t:  

t

tlog20–
ZZ

ZZ
RA

+

−
=  

où  

RA   est l ’ affa ib l issement d ’écho  exprimé  en  décibels;  

Zt   est  l ' impédance  de  charge  spéci fiée.  

Dans  ce  cas,  l e  rapport d 'ondes  stationnai res  (ROS)  peu t être  calcu lé  à  parti r de  
l 'affaib l issement d 'écho,  comme su i t:  

Γ
Γ

−
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=
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1
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où  Γ  est  l a  réflectivi té  pour l ' impédance  de  charge  Zt  spéci fiée.  

7.5.4 Mesurage  de  la  d istorsion  d ' intermodulation  

7 .5.4.1  Principe  de  mesure 

Lorsque  l es  s ignaux rad iofréquences  à  deux tons  sont fourn is  aux fi l tres,  une  d istorsion  
d ' in termodu lation  peu t être  engendrée  due  à  l a  non-l i néari té  d 'un  fi l tre  à  OAV.  

I l  est habi tuel lement importan t de  soumettre  à  l 'essai  l es  n i veaux de  pu issance  des  
d istorsions  d ' in termodu lation  de  2ème  ordre  et de  3ème  ord re,  te l  qu 'u ti l i sés  dans  la  
commun ication  et observés  par l 'analyseur de  spectre.  

NOTE  La  d i stors i on  d ' i n termodu l ati on  d e  2ème  ord re  apparaît  aux fréquences  f1  − f0  e t  f1  +  f0 ,  e t  ce l l e  d e  3
ème  

ord re  apparaît  aux fréquences  2f1  − f0  e t  2f0  − f1 ,  où  l es  fréquences  à  deux tons  envoyées  au  fi l tre  son t  rég l ées  su r 
f0  et  f1 .  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 –  64  – I EC  62575-1 : 201 5  © I EC 201 5  

7.5.4.2  Ci rcu i t  de  mesure  

La  configuration  de  mesure  est représentée  à  l a  F igure  6 .  Les  si gnaux RF  à  deux tons  son t 
fourn is  à  travers  un  combinateur de  pu issance  au  d isposi ti f d 'essai  du  fi l tre.  Un  atténuateur 
ou  un  ampl i ficateur peu t être  u ti l i sé  en tre  l e  combinateur de  pu issance  et l e  d i sposi ti f d 'essai  
pour a juster l e  n i veau  de  pu issance  fourn i  dans  l e  fi l tre  en  essai .  Le  s ignal  de  sortie  à  parti r 
du  d isposi ti f d 'essai  est envoyé  à  l 'analyseur de  spectre.  

7.5.4.3  Dispositi f d 'essai  du  fi l tre  

Le  d isposi ti f d 'essai  spéci fié  en  7 . 5.2 .3  doi t  être  u ti l i sé.  

7.5.4.4 Méthode  de  mesure 

Les  s ignaux rad iofréquences  à  deux tons  doivent être  rég lés  aux fréquences  spéci fiées,  par 
exemple  les  fréquences  d 'espacement des  canaux i ssues  de  d i fféren tes  normes  de  
commun ication  sans  fi l .  Les  n iveaux des  s ignaux doiven t être  i nd iqués  dans  l a  spéci fication  
particu l i ère  appl icable.  Le  n iveau  du  s i gnal  d ' i n termodu lation  est observé  par l 'analyseur de  
spectre.   

 

 

Figure  6  – Mesurage de  la  d istorsion  d ' intermodulation  

Pour évi ter une  transmodu lation  en tre  l es  générateurs  de  s ignaux RF,  i l  est  recommandé  
d 'u ti l i ser des  coupleurs  d i rectionnels  ou  i solateurs  en tre  chacun  des  générateurs  de  
s ignaux RF  et l es  combinateurs  de  pu issance.  

7.5.5  Mesurage des  caractéristiques  de  l 'affaibl issement d ' insertion  aux impédances  
de  charge  spécifiées  et dans  des  condi tions  atmosphériques  normales  

Le fi l tre  doi t être  i nséré  dans  l e  ci rcu i t  d 'essai  décri t  en  7 . 5.2 . 2  avec l ' impédance  de  charge  
ind iquée  dans  l a  spéci fication  particu l ière  appl icable.  

Les  caractéristiques  de  l 'affaib l i ssement d ' insertion  doivent être  comprises  dans  l es  l im i tes  
ind iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière  appl icable.  
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7.5.6  Mesurage des  caractéristiques  de  l 'affaibl issement d ' insertion  en  fonction  de  la  
température  

Le fi l tre  doi t être  i nséré  dans  l e  ci rcu i t  d 'essai  décri t  en  7 . 5.2 . 2  avec l ' impédance  de  charge  
i nd iquée  dans  la  spéci fication  particu l ière  appl icable.  

Les  caractéristiques  de  l 'affaib l i ssement d ' i nsertion  doiven t être  comprises  dans  l es  l im i tes  
i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière  appl icable.  

7.5.7  Mesurage de  l 'affaibl issement d 'écho à  l ’ impédance de  charge spécifiée  et  dans  
des  condi tions  atmosphériques  normales  

Le  fi l tre  doi t être  i nséré  dans  l e  ci rcu i t  d 'essai  décri t  en  7 . 5. 3. 2  avec l ' impédance  de  charge  
i nd iquée  dans  l a  spéci fication  particu l ière  appl icable.  

L 'affa ibl issement d 'écho  doi t  être  compris  dans  l es  l im i tes  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  
particu l i ère  appl icable.  

7.5.8  Mesurage  de  la  d istorsion  d ' intermodulation  dans  des  conditions  
atmosphériques  normales  

Le  fi l tre  doi t  être  i nséré  dans  l e  ci rcu i t  d 'essai  décri t  en  7 . 5.4 . 2  avec l ' impédance de  charge  
i nd iquée  dans  la  spéci fication  particu l ière  appl icable.  

La  d istorsion  d ' in termodu lation  doi t  être  comprise  dans  l es  l im i tes  i nd iquées  dans  l a  
spéci fication  particu l i ère  appl icable.  

7.5.9  Méthode  de  mesure  du  fi l tre  de  type  équ i l ibré  

En  règ le  générale,  l 'affa ib l issement d ' i nsertion ,  l 'affaibl i ssement d 'écho  et l a  d istorsion  
d ' in termodu lation  du  fi l tre  à  OAV de  type  équ i l ibré  sont mesurés  avec l es  méthodes  décri tes  
dans  l es  paragraphes  précédents.  Noter qu 'un  fi l tre  est un  apparei l  à  deux ports;  i l  est 
approprié  pour les  mesurages  permettan t de  trai ter un  fi l tre  d isposant de  bornes  équ i l ibrées  
en  en trée  et en  sortie  comme un  d isposi ti f à  quatre  ports,  a insi  qu 'un  fi l tre  d isposant de  
bornes  équ i l ibrées  d 'un  côté  et d ’ une  borne  déséqu i l ibrée  de  l 'au tre  comme un  d isposi ti f à  
trois  ports.  I l  est  donc recommandé  d 'u ti l i ser un  analyseur de  réseaux mu l tiport.  

Le  d iagramme de  b loc d 'un  analyseur de  réseaux à  quatre  ports  représenté  à  l a  F igure  7  
donne  un  exemple  de  bornes  équ i l ibrées  en  en trée  et en  sortie.  Un  éta lonnage  complet sur 
quatre  ports  est effectué  pour l es  quatre  ports  afin  de  mesurer l es  seize  paramètres  S  du  fi l tre  
(quatre  ports  ×  4 ) ,  pu is  l eu rs  caractéristiques  sont calcu lées.  Dans  le  cas  d 'un  d isposi ti f à  
trois  ports  avec une  borne  déséqu i l ibrée  d 'un  côté,  un  éta lonnage  complet des  trois  ports  est 
effectué  avec l e  port non  u ti l i sé  dont l a  charge  aux bornes  est de  50  Ω,  comme représenté  à  
l a  F igure  8 .  Neuf paramètres  S  ( trois  ports  ×  3 )  sont mesurés,  pu is  des  calcu ls  s im i la i res  son t 
effectués.  

Le  déséqu i l ibre  est mesuré  comme  l a  d i fférence  d 'affaibl issement d ' i nsertion  en tre  l es  deux 
bornes  équ i l i brées  et l 'erreur de  phase  de  l a  d i fférence  de  phase  de  1 80  degrés.  
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Figure  7  – Mesurage  d 'analyseur de  réseaux à  4  ports  
pour fi l tre  de  connexion  équ i l ibré-équi l ibré  

 

Figure  8  – Mesurage  d 'analyseur de  réseaux à  trois  ports  
pour fi l tre  de  connexion  déséqui l ibré-équ i l ibré  
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7.5.1 0  Résistance d ' isolement 

La  résistance  d ' i solement doi t  être  mesurée  sous  l a  tension  con tinue  spéci fiée  dans  l a  
spéci fication  particu l i ère.  Cette  tension  est appl iquée  en tre:  

a)  l es  bornes;  

b)  l es  bornes  rel iées  en tre  e l l es  et  l a  portion  métal l i que  du  corps.  

La  résistance  d ' i solement ne  doi t pas  être  i n férieure  à  l a  va leur spéci fiée  dans  l a  spéci fication  
particu l i ère  appl icable.  

7.5.1 1  Essai  de  rig id i té  d iélectrique 

Le  fi l tre  doi t  satisfai re  aux essais  su ivan ts  sans  amorçage  d 'arc,  contournement,  claquage  
d ' i solation  ou  au tre  dommage.  

Une  tension  a l ternative  de  valeur spéci fiée  doi t être  appl iquée  pendant une  période  de  5  s  
en tre:  

a)  l es  bornes;  

b)  l es  bornes  re l iées  en tre  e l les  et l a  portion  métal l i que  du  corps.  

7.6  Procédures  d 'essai  mécanique  et  d 'environnement 

7 .6.1  Robustesse des  sorties  (essai  destructi f)  

7.6.1 .1  Essais  de  résistance  à  l ’ arrachement et  de  poussée  au  n iveau  des  sorties  

Ces  essais  doiven t être  effectués  conformément à  l 'Essai  Ue2  ( résistance  à  l ’ arrachement et 
poussée)  de  l ' I EC  60068-2-21 .  

7.6.1 .2  Souplesse  des  sorties  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ue1  (p l iage)  de  l ' I EC  60068-2-21 .  

La  spéci fication  particu l ière  doi t  défin i r l a  force  de  charge  à  appl iquer et l a  posi tion  où  l e  
p l iage  doi t  commencer.  

7.6.2  Essais  d 'étanchéi té  (essai  non  destructi f)  

7 .6.2 .1  Essai  de  grosse fu i te  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l a  procédure  spéci fiée  dans  la  méthode  d 'essai  1  
ou  2  de  l 'Essai  Qc de  l ' I EC  60068-2-1 7: 1 994.  

a)  Méthode  1  

Le  l i qu ide  doi t  être  de  l 'eau  dégazée  et l a  pression  de  l 'a i r au -dessus  de  l 'eau  doi t  être  rédu i te  
à  8 , 5  kPa  (85  mbar)  ou  moins.  I l  ne  doi t  pas  être  nécessai re  de  d rainer ou  de  sorti r 
l ’ éprouvette  de  l 'eau  avan t de  supprimer le  vide.  

b)  Méthode  2  

La  spéci fication  particu l ière  doi t  défin i r l a  température  à  l aquel le  l e  l i qu ide  doi t  être  main tenu .  

Sauf i nd ication  con trai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière,  l e  temps  d ' immersion  doi t  être  de  
30  s .  

Pendant l 'essai ,  aucune  fu i te  de  gaz ou  d 'a i r ne  doi t  être  constatée  au  n iveau  du  boîtier du  

fi l tre  RF  à  OAV.  Une  formation  continue  de  bu l les  doi t  i nd iquer l a  présence  d 'une  fu i te.  
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Après  l 'essai ,  l e  fi l tre  ne  doi t  pas  présenter de  dommage  vis ible.  

7.6.2 .2  Essai  de  fu i te  fine  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément au  6 . 4 ,  Méthode  d 'essai  1  de  l 'Essai  Qk de  
l ' I EC  60068-2-1 7: 1 994.  

Sauf i nd ication  con trai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière,  l a  pression  dans  l e  réservoi r sous  
pression  doi t  être  de  200  kPa  (2  bars) .  Tou tefois,  i l  convien t de  vei l l er à  évi ter de  chois i r une  
pression  qu i  endommagerai t mécan iquement le  d isposi ti f en  essai .  

Sauf i nd ication  con trai re  dans  l a  spéci fication  parti cu l ière,  l e  taux de  fu i te  maximal  ne  doi t  pas  
excéder l a  valeur spéci fiée  en  6 . 6  de  l ' I EC  60068-2-1 7: 1 994.  

7.6.3  Brasage (brasabi l i té  et  résistance  à  la  chaleur de  brasage)  (essai  destructi f)  

7.6.3.1  Brasabi l i té  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Td  de  l ' I EC  60068-2-58.  Les  sorties  
doiven t être  examinées  pour contrôler l e  bon  état de  mou i l lage.  

7.6.3.2  Résistance à  la  chaleur de  brasage 

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Td  de  l ' I EC  60068-2-58.   

7.6.4 Variation  rapide  de  température:  choc sévère  par immersion  dans  du  l iqu ide  
(essai  non  destructi f)   

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Nc de  l ' I EC  60068-2-1 4.  Les  fi l tres  doivent 
être  soumis  à  un  cycle  descendant de  (98  ±  3)  °C  pendant 1 5  s  à  (1  ±  1 )  °C  pendant 5  s .  

7.6.5  Variation  rapide  de  température  avec temps  de  transfert  spécifié  (essai  non  
destructi f)   

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Na  de  l ' I EC  60068-2-1 4.  

Les  températures  basses  et  hau tes  de  l a  chambre  d 'essai  doiven t être  les  températures  
extrêmes  de  fonctionnement i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

Le  fi l tre  RF à  OAV  doi t  être  main tenu  à  chacune  des  températures  extrêmes  pendant 30  m in ,  
sau f i nd ication  contrai re  dans  la  spéci fication  parti cu l ière.  

Le  fi l tre  RF à  OAV  doi t être  soumis  à  cinq  cycles  thermiques  complets  pu is  exposé  aux 
cond i tions  atmosphériques  normales  de  reprise  pendant au  m in imum  2  h .  

7.6.6  Secousses  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ea  de  l ' I EC  60068-2-27.  

Le  fi l tre  RF  à  OAV doi t  être  monté  ou  main tenu  conformément aux exigences  de  la  
spéci fication  particu l ière.  Les  trois  axes  perpend icu lai res  en tre  eux su ivant l esquels  l es  
secousses  son t à  appl i quer doiven t comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux sorties;  

– un  axe  paral lè le  à  l a  base  du  fi l tre  RF  à  OAV.  

Le  degré  de  sévéri té  doi t être  comme ind iqué  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC  62575-1 : 201 5  © I EC 201 5  – 69  – 

7.6.7  Vibrations  (essai  destructi f)  

7 .6.7.1  Mode  s inusoïdal  (fi l tre  RF  à  OAV non  activé)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Fc de  l ' I EC  60068-2-6.  

Le  fi l tre  RF à  OAV  doi t être  monté  ou  main tenu  conformément aux exigences  de  l a  
spéci fication  particu l ière.  Les  trois  axes  perpend icu lai res  en tre  eux su ivan t l esquels  les  
accélérations  son t à  appl i quer doivent comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux sorties;  

– un  axe  paral lè le  à  l a  base  du  fi l tre  RF  à  OAV.  

Le  degré  de  sévéri té  doi t être  i nd iqué  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

7.6.7.2  Mode  s inusoïdal  (fi l tre  RF  à  OAV  activé)  

L'essai  doi t  être  effectué  conformément aux cond i tions  données  en  7 . 6 . 7. 1  sau f que,  pendant 
l 'essai ,  l e  fi l tre  doi t  être  a l imenté  et l es  essais  é lectriques  défin is  dans  la  spéci fication  
particu l i ère  doiven t être  réal isés.  

Le  degré  de  sévéri té  doi t être  i nd iqué  dans  la  spéci fication  particu l ière.  

7.6.7.3  Mode  aléatoire  (fi l tre  RF  à  OAV  non  activé)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Fh  de  l ' I EC  60068-2-64.  

Le  fi l tre  RF à  OAV  doi t être  monté  ou  main tenu  conformément aux exigences  de  l a  
spéci fication  particu l ière.  Les  trois  axes  perpend icu lai res  en tre  eux su ivan t l esquels  les  
accélérations  son t à  appl i quer doivent comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux sorties;  

– un  axe  paral lè le  à  l a  base  du  fi l tre  RF  à  OAV.  

La  spéci fication  particu l ière  doi t  i nd iquer la  densi té  spectrale  d 'accélération  (DSA),  l a  p lage  
de  fréquences  et  l a  durée  de  l 'essai .  

7.6.7.4 Mode  aléatoire  (fi l tre  RF  à  OAV  activé)  

L'essai  doi t  être  effectué  conformément aux cond i tions  données  en  7 . 6 . 7. 4  sauf que,  pendant 
l 'essai ,  l e  fi l tre  doi t  être  a l imenté  et l es  essais  é lectriques  défin is  dans  la  spéci fication  
particu l i ère  doiven t être  réal isés.  

7.6.8  Chocs  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ea  de  l ' I EC  60068-2-27.  

Le  fi l tre  RF à  OAV  doi t être  monté  ou  main tenu  conformément aux exigences  de  l a  
spéci fication  particu l ière.  Les  trois  axes  perpend icu la i res  en tre  eux selon  l esquels  les  chocs  
son t à  appl iquer doiven t comprendre:  

– un  axe  paral lè le  aux sorties;  

– un  axe  paral lè le  à  l a  base  du  fi l tre  RF  à  OAV.  

Sauf i nd ication  con trai re  dans  la  spéci fication  particu l ière,  l e  degré  de  sévéri té  doi t  être  
comme spéci fié  en  4 . 7 .  
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7.6.9  Chute  l ibre  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l a  Procédure  1  de  l 'Essai  Ec de  l ' I EC  60068-2-31 .  

Le  fi l tre  RF à  OAV  doi t être  suspendu  par ses  sorties  à  une  hau teur de  1  000  mm  ±  5  mm  
pu is  l âché  en  chu te  l i bre  sur un  socle  don t l e  matériau  doi t  être  défin i  dans  la  spéci fication  
particu l i ère.  Sauf i nd ication  con trai re  dans  l a  spéci fication  particu l i ère,  deux chu tes  doivent 
être  prévues.  

7.6.1 0  Accélération  constante  (essai  non  destructi f)  

7 .6.1 0.1  Accélération  constante  (fi l tre  non  activé)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Ga  de  l ' I EC  60068-2-7.  

Le  fi l tre  à  OAV doi t  être  monté  ou  main tenu  conformément aux exigences  de  l a  spéci fication  
particu l ière.  La  méthode  et  l a  sévéri té  doivent être  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

7.6.1 0.2  Accélération  constante  (fi l tre  activé)  

L'essai  doi t être  effectué  conformément aux cond i tions  données  en  7 . 6 . 1 0 . 1  sau f que,  
pendant l 'essai ,  l e  fi l tre  doi t être  a l imenté  et  l es  essais  é lectriques  défin is  dans  l a  
spéci fication  particu l i ère  doiven t être  réal isés.  

La  méthode  et  l a  sévéri té  doiven t être  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  particu l i ère.  

7.6.1 1  Basse  pression  atmosphérique  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  M  de  l ' I EC  60068-2-1 3.  Sauf i nd ication  
con trai re  dans  l a  spéci fi cation  particu l ière,  l a  pression  dans  la  chambre  doi t  être  rédu i te  
j usqu 'à  30  kPa  pendant 2  h .  

7.6.1 2  Chaleur sèche  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  B  de  l ' I EC  60068-2-2 .  Sauf i nd ication  
con trai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière,  l e  cond i tionnement doi t être  effectué  à  l a  
température  supérieure  de  l a  catégorie  cl imatique  pendant 1 6  h .  

7.6.1 3  Chaleur humide,  essai  cycl ique  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Db,  Varian te  1 ,  de  l ' I EC  60068-2-30,  à  l a  
sévéri té  b) ,  à  55  °C  pendant s i x cycles.  

7.6.1 4 Froid  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  A de  l ' I EC  60068-2-1 ,  à  l a  température  
i n férieure  de  l a  catégorie  cl imatique  pendant 2  h ,  sau f i nd ication  con trai re  dans  l a  
spéci fication  particu l ière.  

7.6.1 5  Séquence cl imatique  (essai  destructi f)  

L'essai  et l es  mesurages  doiven t être  effectués  dans  l 'ordre  su ivan t:  

Chaleur sèche  voi r 7 . 6 . 1 2;  

Chaleur humide,  cycl ique  voi r 7 . 6 . 1 3  (premier cycle  un iquement) ;  

Froid  voi r 7 . 6. 1 4;  

Basse  pression  atmosphérique  voi r 7 . 6 . 1 1  ( le  cas  échéant) ;  

Chaleur humide,  cycl i que  voi r 7 . 6 . 1 3  (cinq  cycles  restan ts) .  
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Pour l a  séquence  cl imatique,  un  i n terval l e  n 'excédant pas  3  jours  est au torisé  en tre  chacun  
de  ces  essais,  sau f en tre  l e  premier cycle  de  chaleur humide  et  l 'essai  de  froid .  

Dans  ce  cas,  l 'essai  de  froid  doi t  être  effectué  imméd iatement après  l a  reprise  qu i  su i t  l 'essai  
de  chaleur humide.  

7.6.1 6  Essai  continu  de  chaleur humide  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Cab  de  l ' I EC 60068-2-78,  pour l a  
catégorie  cl imatique  appropriée  spéci fiée  en  4 . 4 .  

7.6.1 7  Brou i l lard  sal in ,  essai  cycl ique  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l 'Essai  Kb  de  l ' I EC  60068-2-52.  La  sévéri té  1  doi t  
être  u ti l i sée  sau f i nd ication  contrai re  dans  la  spéci fication  particu l i ère.  

7.6.1 8  Immersion  dans  les  solvants  de  nettoyage  (essai  non  destructi f)  

Cet essai  est un iquement appl iqué  aux marquages  superficie ls .  Pour établ i r l a  tenue  du  
marquage,  cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l a  Méthode  1  de  l 'Essai  XA de  
l ' I EC  60068-2-45.  La  spéci fication  particu l ière  doi t  i nd iquer l e  solvant à  u ti l i ser,  l a  température  
du  solvan t,  l e  matériau  pour frotter et ses  d imensions,  a insi  que  la  force  à  employer.  

Le  marquage  doi t  être  l i s ib le.  

7.6.1 9  Essai  d ' inflammabi l i té  (essai  destructi f)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l ' I EC  60695-1 1 -5.  La  spéci fication  particu l ière  
doi t  i nd iquer l a  du rée  d 'appl ication  de  l a  fl amme d 'essai  chois ie  en tre  5  s ,  1 0  s ,  20  s ,  30  s ,  
60  s  ou  1 20  s ,  se lon  l e  cas,  pour l a  conception  et l es  matériaux de  l ’ éprouvette  d ’essai .  

La  durée  et  l 'étendue  de  la  combustion  doiven t être  i nd iquées  dans  l a  spéci fication  
particu l ière.  

7.6.20  Essai  de  sensibi l i té  aux décharges  électrostatiques  (DES)  (essai  destructi f)  

I l  est exigé  que  l es  fi l tres  RF à  OAV d isposent de  leur propriété  d 'endurance  aux décharges  
é lectrostatiques  (DES).  

Les  DES  surviennent souvent quand  l es  d isposi ti fs  son t connectés  à  l eurs  équ ipements.  
Même après  l e  processus  d 'assemblage  l es  DES  s 'appl iquent également aux d isposi ti fs  via  
un  chemin  é lectrique  externe,  par exemple  une  an tenne.  

Des  modèles  existen t pour l e  mesurage  de  la  sensib i l i té  aux DES.  

Les  modèles  su ivan ts  expl iquen t l e  cas  dans  l equel  l 'objet chargé  appl ique  l es  DES aux 
bornes  des  d isposi ti fs  RF  à  OAV:  

a)  Modèle  du  corps  humain  (HBM  – Human  Body Model )  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l ' I EC 61 340-3-1 .  

Ce  modèle  s imu le  l es  DES  du  corps  chargé  d 'une  personne  qu i  man ipu le  les  d isposi ti fs .  

b)  Modèle  de  mach ine  (MM)  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l ' I EC 61 340-3-2 .  
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Ce  modèle  s imu le  l es  DES  de  l 'objet métal l i que  chargé  qu i  en tre  en  con tact avec l es  
d isposi ti fs .  

c)  Modèle  d 'apparei l  chargé  (CDM  – Charged  Device  Model )  

Cet essai  doi t  être  effectué  conformément à  l ' I EC 60749-28.  

Ce  modèle  s imu le  l e  cas  d 'un  d isposi ti f chargé  et déchargé  vers  l 'objet externe  depu is  l a  
borne  de  l 'apparei l .  

7.7  Procédure  d 'essai  d 'endurance 

Viei l l i ssement (essai  non  destructi f) :  Le  fi l tre  RF à  OAV doi t  être  main tenu  à  une  température  
de  (85  ±  2 )  °C  pendant 30  j ours  consécu ti fs,  sau f i nd ication  con trai re  dans  l a  spéci fication  
particu l i ère.  

À l ' i ssue  de  cette  période  d ’essai ,  l e  fi l tre  doi t  être  placé  dans  l es  cond i tions  atmosphériques  
normales  pour l es  essais,  j usqu 'à  ce  qu ' i l  a i t  atte in t  son  équ i l ibre  thermique.  

Les  essais  spéci fiés  doiven t être  effectués;  l es  mesurages  fi naux doiven t être  compris  dans  
les  l im i tes  ind iquées  dans  l a  spéci fication  particu l ière.   
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